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若要翻轉身，整合剩一家。
企業營運成功四大基礎因素 

產業特性

營運模式
經營心態
產業環境與競爭策略
第1部 2002年政府推動「兩兆双星」計劃的滄桑史

表1    台灣「兩兆双星」產業主要廠商歷年來營運各項統計                       億台幣

	產業
	代表廠商
	期間
	累計盈虧
	推動「兩兆双星」計劃
	累計盈虧
	產業崩盤
	累計盈虧

	DRAM
	南亞科/華亞科/力晶/瑞晶/茂德
	1995-2011年
	虧損3,148
	2002-11年
	虧損3,103
	2007-11年
	虧損4,212

	DRAM
	南亞科/華亞科/力晶/瑞晶/茂德
	2004-2006年
	獲利1,407
	
	
	
	

	TFT
	友達/奇美/華映/彩晶
	1998-2011年
	虧損963
	2002-11年
	虧損969
	2008Q-11年
	虧損3,750

	TFT
	友達/奇美/華映/彩晶
	2002-2005年
	獲利1,067
	2007年
	獲利1,156
	
	

	晶圓代工
	台積電/聯電
	1995-2011年
	獲利13,063
	2002-11年
	獲利11,013
	
	


台灣晶圓代工產業以建構了全球最優越的競爭力， 1995-2011年已累積獲利13,063億台幣，2011年台灣DRAM產業合計大賠1,075億台幣，台灣TFT產業合計大賠1,450億台幣，2011年三星卻大賺3,704億台幣，這對台灣兩兆双星產業無疑是強大的打擊。
表2 台灣DRAM產業1995年以來獲利統計表                              億台幣
	公司
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	合計

	茂德
	─
	0.3
	4.9
	4.7
	60.4
	65.7
	-61.0
	-20.4
	3.3
	101.0
	-8.9
	145.3
	-73.2
	-361
	-232
	-158
	-180.6
	-709.5

	力晶
	-2.1
	-12.5
	1.2
	-33.8
	6.0
	42.5
	-64.2
	-14.9
	1.6
	213.3
	64.2
	273.2
	-123.2
	-575
	-207
	39
	-216
	-607.7

	南亞科
	-3.1
	-10.0
	-15.7
	-24.8
	12.7
	15.1
	-95.8
	23.3
	-14.4
	70.3
	23.2
	174.0
	-124.5
	-367
	-205
	-150
	-398
	-1,089.7

	茂矽
	75.1
	40.4
	15.9
	-20.3
	40.0
	21.8
	-197.5
	-153.4
	-41.7
	34.0
	退出
	DRAM
	退出
	退出
	退出
	退出
	退出
	-185.7

	世界
	22.7
	3.7
	-0.7
	-49.7
	-18.4
	25.7
	-86.9
	-32.5
	1.7
	47.5
	退出
	DRAM
	退出
	退出
	退出
	退出
	退出
	-86.9

	華邦
	92.1
	26.3
	39.1
	-3.9
	44.4
	100.9
	-106.5
	-41.9
	-11.1
	34.0
	-14.3
	23.6
	-58.1
	-73
	-87
	35
	-8.4
	-8.8

	華亞科
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.5
	9.0
	59.3
	158.6
	9.2
	-218
	-114
	-105
	-209
	-408.4

	瑞晶
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-29
	-62
	-23
	125
	-63
	-52.0

	合計
	184.7
	48.2
	44.7
	-127.8
	145.1
	271.7
	-611.9
	-239.8
	-59.1
	509.1
	123.5
	774.7
	-398.8
	-1,656
	-868
	-214
	-1,075
	-3,148.7


資料來源：本文製作(空白格是當年無生產DRAM產品， 1994年前的茂矽華邦未計入，未計入業者投資抵減退稅收入) 
台灣晶圓代工產業以建構了全球最優越的競爭力， 1995-2011年已累積獲利13,063億台幣，2011年台灣DRAM產業合計大賠1,075億台幣，台灣TFT產業合計大賠1,450億台幣，2011年三星卻大賺3,704億台幣，這對台灣兩兆双星產業無疑是強大的打擊。
表3  2001-11年台灣DRAM產業的各界預測及產業變化
	日期
	報社
	資訊內容

	2001.12.21
	黃三本

國立臺灣大學國際企業研究所碩士論文
	國立臺灣大學國際企業研究所碩士論文(2001.12.21)碩士論文:科技產業廠商之國際競爭策略研究有下列討論:

圖4.18 建議台灣DRAM產業共同研發。

圖4.21 建議台灣四大DRAM廠以利潤中心制合併。

圖5.18 建議 DRAM產業因應景氣之產品組合決策圖解把DRAM/FLASH/LCD DRIVER IC列為產品組合以因應景氣之變化。

圖7.2 台灣DRAM廠贏之策略，點出策略聯盟，合併，轉型及彈性運作，都是此次DRAM產業崩盤可規避的策略。

圖7.3 科技產業競爭關鍵指出關鍵因素為掌握時間點/差異化/成本領先

	2001年
	
	台灣DRAM廠合計大賠611億台幣

	2002.09.27
	黃三本

從“兩兆雙星”論科技產業整合策略
	從“兩兆雙星”論科技產業整合策略 (本文在“電子月刊”92年3月、5月、6月份於每月精選連載，2002.9.27)

圖14 台灣DRAM產業之短期整合策略中建議台灣DRAM產業共同投資，與國外大廠策略聯盟，購倂與轉型DRAM代工，果然與最符合今日台灣DRAM陷入困境所必須採取的策略。表2  台灣雙星產業發展之關鍵因素之盲點及瓶頸為投資及籌資/技術研發/產業規模/產業競合，果然這些因素都是現在台灣DRAM及TFT產業的大問題。

	2003年
	
	台灣DRAM廠合計小賠59億台幣

	2004.01.30
	黃三本
	在一篇「半導體產業新世代廠投資策略研究」指出下一世代半導體先進廠是18吋廠。2004.7.15經濟日報A3版登出“18吋晶圓時代，八年內來臨”。擔任國際半導體科技藍圖會議(ITRS)主席的Intel策略總監Mr. Paolo Gargini 7月13日在舊金山西部半導體大展的主題演說中表示“我們認為2012年將是450mm(18吋)晶圓年，因此我們很快將必須開始討論它─在未來六個月內，我們必須開始計劃。”

	2004. 7.15
	黃三本
	建議力晶12吋三及四廠延緩並修訂為18吋廠，作者也透過台大過國企所在職專班學弟，為力晶黃董的胞兄多次轉達口頭建議，(力晶未接受在這波大賠已905億台幣)。

	2004年
	
	台灣DRAM廠合計大賺509億台幣

	2005. 1.14
	黃三本
	建議茂徳中科12吋廠B座，除非在2007年有產能需求再裝機(茂徳未接受在這波已大賠613億台幣)。

	2005. 02. 16
	黃三本
	研究報告雙星產業先進廠及技術的競爭關鍵性 (2005.2.16完稿原文刊登於“電子月刊”94年11月號) 圖4  建議台灣DRAM及TFT-LCD產業先進廠投資策略為台灣DRAM及TFT-LCD產業先進廠投資以“寧小勿缺”策略/整合技術共同研發/領先國外同業率先投入先進廠/朝向利潤中心制合併，當年台灣DRAM及TFT產業若可朝此目標共同投資先進設備，在2007-09年產業大浩劫中，兩大產業不必要的投資浪費及少賠合計將可省下超過6,000億台幣。

	2005. 4.13
	經濟日報
	力晶擴大12吋廠12B與12C產能由4.5萬片擴大至7萬片

	2005. 7.04
	黃三本
	研究報告下一波半導體競爭關鍵在於先進18吋廠圖3指出龐大DRAM先進產能之危機-產能過剩危機/籌資危機/財務危機。

	2005. 7.05
	黃三本
	建議華邦在2006年後逐漸退出DRAM市場，因DRAM市場2006年後會變成殺戮戰場。(果然成真，華邦電未接受在這波賠218億台幣) 。

	2005. 7.27
	黃三本
	建議南亞科不要投入自有12吋廠，否則2007年量產會正好碰上供過於求。(果然成真，南亞科未接受在這波已大賠697億，華亞科這波已大賠325億台幣)

	2005. 9.30
	經濟日報
	三星砸重金搶設晶片廠，七年內投資330億美元興建研發中心及八條晶圓生產線要與英特爾一較長短。

	2005. 10.15
	經濟日報
	力晶聯貸31行庫搶貸，力晶要貸150億而銀行團認貸高達350億，力晶承諾12吋廠將擴至六座。

	2005. 10.18
	工商時報
	力晶半導體董事長黃崇仁表示力晶將在六年內再蓋四座12吋廠，搶攻全球市佔率前三大，明年產能增加70%，成本改善50%。

	2005. 10.25
	工商時報
	茂德12吋廠 明年拼第四座。

	2005.10.25
	工商時報
	華邦電擴廠聯貸150億。

	2005年
	
	台灣DRAM廠合計大賺123億台幣

	2006. 4.01
	經濟日報
	黃崇仁:力晶DRAM三年內拼全球第一，預定在中科園區投資3,000億元，建四座12吋晶圓廠。

	2006. 5.12
	工商時報
	瑞銀證券調高全球DRAM投資評等，認為營收將邁入新一波的成長循環可延續至2007年。

	2006. 7.21
	經濟日報
	南科華亞科看好DRAM景氣，南亞科:下半年可能缺貨，華亞科:波段行情看到2008年。

	2006. 7.24
	工商時報
	DRAM行情報喜六大外資齊喊進

	2006. 9.09
	工商時報
	爾必達力晶在台合資瑞晶雙方持股各半，興建12吋晶圓廠，產能將超越三星。

	2006. 9.09
	工商時報
	美商高盛證券分析師黃玉惠說「12吋產能是台灣DRAM廠最大競爭利器」(結果2007-09年連大賠2,925億台幣)

	2006. 9.12
	經濟日報
	華亞科備銀彈擴產，擬提早通過第二座12吋廠，高啟全預測: DRAM產業，可望好到2008年。

	2006Q4
	
	摩擦證券科技分析師王安亞表示2007年全球DRAM比2006年好是沒有太大問題的，營收可從330億美元成長到390億美元。

	2006. 12.16
	經濟日報
	施顏祥:兩兆雙星台灣有福氣。

	2006.12.18
	經濟日報
	黃崇仁:持續擴建12吋廠，由DRAM跨足NAND FLASH，邁向國際大廠。

	2006年
	
	台灣DRAM廠合計大賺774億台幣

	2007.01.03
	DRAM報價
	2007.1.03紅盤開出合約價暴跌25%，到年底暴跌84%，到2008年底DRAM價比2006底大跌93%。

	2007.01.05
	經濟日報
	力晶將再建四座12吋廠。

	2007.01.25
	經濟日報
	「王永在:台塑DRAM站穩了，親自督軍每月開會，五年內將擁有八座12吋廠」。

	2007.01.30
	經濟日報
	「茂德中科建四座12吋廠」。

	2007. 03.06
	工商時報
	「美林叫進力晶，茂德」，當天力晶股價約20元，但前一天2007.3.5美林已大賣力晶24,700張。

	2007. 03. 27
	工商時報
	「加碼桃科  台塑打造半導體王國，繼華亞科後，泛亞科技又斥資77億元買地，總建地可建十座12吋廠」。

	2007.04.18
	經濟日報
	「瑞晶蓋廠 進度超水準，與爾必達力晶合計年底DRAM產能將達全球第一」，爾必達與力晶後來數次宣佈在2010年集團12吋廠每月總產能將達60萬片超越三星。

	2007.04.30
	工商時報
	「無視價格跌破成本，三星DRAM擴產不停步」。

	2007年
	
	台灣DRAM廠合計大賠397億台幣

	2008.11. 04
	黃三本
	建議行政院長及經建會陳主委，救DRAM產業利用這機會讓台灣DRAM產業以利潤中心制合併，或至少要整合技術共同研發再找一家國際大廠共同研發產品技術，及製程技術，厚植核心能力及長期競爭力。

	2008.11.17
	黃三本
	建議經濟部尹部長救DRAM產業而非救企業，但給DRAM業者紓困，台灣DRAM業者以技術掛帥及經驗法則的錯誤營運模式，政府提出台灣DRAM產業整合獎勵條例，以利潤中心合併或是整合技術研發共同研發政府政策拯救台灣DRAM產業，應從建構台灣長期核心競爭力的產品及製程雙核心能力研發的技術自主為目標，以及數年後快速投入18吋先進廠取得市場先佔利益，這兩者雖有其時間點的先後順序但兩者缺一不可，否則政府拯救台灣DRAM產業的努力便會前功盡棄，這也是政府是否強力主導產業整合及拯救台灣DRAM產業的最關鍵考量因素。

	2008.11.19
	黃三本
	建議經濟部以尹部長未來台灣DRAM 18吋廠，恐怕只有靠南亞科的台塑集團之雄厚財力才可能投入，建議由台塑集團與美光來發展並延續台灣DRAM產業的香火。

	2008.12.17
	黃三本
	建議經濟部以尹部長及經建拯救台灣DRAM產業會採下列策略:

1.拯救台灣DRAM產業只能有一家而非兩家。.

2.台灣只能選美光或Elpida而非台灣擁有兩集團之技術聯盟。
3.技術生根，厚植核心能力之共同研發才是永續經營之道。
4.18.吋廠投入是此波整合必備條件。
5.核心技術及18吋廠是未來DRAM產業存活之最關鍵。
6.這次整合將是台灣DRAM產業最後一次機會。

	2008年
	
	台灣DRAM廠合計大賠1,656億台幣

	2009.02.28
	經濟日報
	美光 喊出無償技轉日本爾必達（Elpida）、美國美光（Micron）爭奪台灣DRAM整併主導權白熱化。隨市場傳出爾必達出線機會較大後，美光在台最高主管、執行副總勒松言（Michael Sadler）昨（27）日表示，美光將開出「最優惠的條件」，無償技轉超過2,500項專利，並增加投資額，一定要爭取到整併主導權

	2009.03.05
	精實新聞
	尹啟銘表示，TMC的架構即是在資金上尋求政府基金及相關投資入注資金，TMC本身則在組成專業經營團隊後，即負責籌辦建立自主DRAM研發中心、產業整合平台以及品牌行銷等整合性功能，並洽談國內DRAM公司加入，在對外的部分，也會有可能投資Elpida或Micron，並向其取得技術。
尹啟銘指出，TMC的推動將以「堆積木」的方式來進行，但尹啟銘也強調，對於Elpida或Micron陣營是「二擇一」進行策略聯盟，目前仍在徵詢中，經濟部仍會希望TMC可以掌握技術自有，為了能徹底與技術源頭合作，也不排除以併購方式來進行，另外也會洽談國內6家製造廠商的意願，逐步進行整合談判。
尹啟銘表示，過去所談的DRAM產業再造沒有脫離整併，但此次TMC的成立是創新的作法，以產業再造後建立新公司，結合國內人才、管理優勢，無料在材料、設備供應的議價能力，或是市場供需價格穩定等，都有正面效果，而TMC的平台向外獲取技術，向內整合國內DRAM廠，再造國內的DRAM產業。

	2009.03.06
	中國時報
	尹啟銘昨天宣布，政府將和民間共同成立台灣記憶體公司，進行ＤＲＡＭ產業再造，在「建立自主技術、提升國際競爭力、確保政府資源效益最大化」的三大原則之下，發揮研發中心、整合平台、品牌行銷等整合性功能。 

尹啟銘強調，ＤＲＡＭ產業再造，希望以最有限的經費投入，運用進可攻退可守的作法，確保政府資源投入效益最大化，建立過去缺乏自主技術；所以是著眼在救技術、就產業，而不是救個別公司。

	2009.03.06
	中國時報
	爾必達、美光去年都大虧 買哪一家都只能燒1年

	2009.03.06
	中國時報
	經長：不排除吃下美光或爾必達

	2009.03.06
	中國時報
	棘手難題 才要開始昨日的ＴＭＣ成立，看似讓國內ＤＲＡＭ整併有了個方向，但事實上，未解決任何問題，反而是一堆問題的開始。政府先拋球，將問題拋給國內業者，不僅未來整合要面臨的問題仍很多，更重要的是目前廠商財務面的困境，未來換股比例等關鍵問題，都還看不出解決方案。 

　ＴＭＣ提出的是長期的解決規畫方案，是要技術平台的整合。但各公司經營還是有各公司的難處，這看來不是ＴＭＣ現在可以解決的。因此，將來真正面臨整合時，會不會技術母廠授權已經談好了，但台灣的廠商已經撐不下去了？ 

	2009.03.06
	中國時報
	聯電榮譽副董事長宣明智將負責召集籌備台灣記憶體公司（ＴＭＣ），宣明智五日強調，「這是個非常艱鉅困難的任務，我有臨危受命的感覺！」他將立刻召集種籽部隊，與美光（Micron）、爾必達（Elpida）完成協商談判，取得智慧財產權（ＩＰ）和製程技術，希望六個月內正式成立公司，展開研發和設計工作。宣：任務艱盼半年內上路。

	2009.03.06
	經濟日報
	爾必達 三階段整併DRAM整併架構召集人由與爾必達（Elpida）關係良好的聯電榮譽副董事長宣明智出任，爾必達掌握主導權的態勢似乎呼之欲出。業界傳出，爾必達未來將採三階段整併，整合全台至少30萬片12吋晶圓產能。不僅如此，爾必達聯盟下封測協力廠力成、日月鴻也將擴大勢力，分食每月高達30萬片DRAM產能訂單，藉由上、下游完整產業連結，成為足以與龍頭三星抗衡新勢力。

	2009.03.06
	經濟日報
	台塑：配合政策 不退出DRAM台塑集團昨（5）日打破沈默，表示對政府DRAM整併架構「願意貢獻一己之力」立場。台塑集團強調，南科與美光彼此簽有緊密的長期合約關係，雙方建立的研發團隊平台，對台灣在深耕DRAM技術自主性，非常有用，台塑願意配合政策，與政府談整併架構 。

	2009.03.06
	經濟日報
	台灣記憶體公司 半年內成立台灣記憶體公司（TMC）籌備召集人宣明智昨 （5）日表示，將在三個月內與美光、爾必達（Elpida）完成協商和談判，取得智慧財產權及製程技術，六個月內正式成立公司，開始研發、設計工作。

	2009.03.07
	中國時報
	經濟部常務次長施顏祥將在九日出任中油董事長，經濟部昨日下午為他舉辦惜別茶會，部長尹啟銘說，若DRAM產業再造這個模式可成功，將在企管教學界中，留下輝煌的紀錄

	2009.03.11
	經濟日報
	台灣記憶體公司（TMC）召集人宣明智10日表示，TMC不是主導DRAM業整併的公司，短期不會與國內任何DRAM廠有關連，而是「各做各的事」，TMC最快明年第四季投入戰局，政府僅需出資300億元，但若虧損達150億元停損點，TMC就會放棄所有計畫。 

宣明智接任TMC召集人後，10日首度舉行記者會宣布方向架構。他指出，TMC的目的，是為取得台灣DRAM技術自主，用以對抗業界龍頭三星，初期無興建產能計畫。若TMC虧損超過150億元，也就是把政府投資的300億元虧掉一半的話，他會扛起責任。 

接下來的兩周，TMC與爾必達（Elpida）、美光（Micron）兩大陣營會面，預計一個月內敲定由哪一陣營主導。至於與國外DRAM大廠合作方式，宣明智並未多說，但將藉由合作建立自有技術，再移轉給國內DRAM業者

	2009.03.13
	聯合晚報
	台灣記憶體公司TMC不救現有DRAM公司的話題延燒，與美光合作的台塑集團，今也明確表示，若TMC將來是走自有品牌、自有技術的路，與國內業者競爭，美光與台塑的聯軍將走自己的路，不會理會此一架構。

	2009.03.13
	經濟日報
	經濟部長尹啟銘12 日上午與台灣記憶體公司（TMC）召集人宣明智會面，他會後表示，宣明智表示已經與美光、爾必達其中一家業者洽談，雙方談得非常好，對方表達會協助台灣技術扎根，應該一個月內可以有答案；國內也有一家國內DRAM廠商表達願意提供TMC數百名製程研發人力。 

尹啟銘說，台灣DRAM再造模式，連韓國都會怕，對於個別企業，除既有的紓困模式，協助廠商展延貸款或是票據到期問題外，廠商也可以向工業局提出「上進計畫」，內容可以包括徹底檢討企業需要政府協助的原因以及未來希望努力的方向，經濟部可以做出產業評估，協助向銀行團協商增加貸款。力晶董事長黃崇仁昨（12）日抨擊，台灣記憶體公司（TMC）根本無法吸引美光（Micron）與爾必達（Elpida）兩大陣營加入；他質疑，TMC架構與當初業界接收到訊息不同，有「私相授受」之嫌。 

業界盛傳，台灣記憶體公司（TMC）召集人宣明智所點的兩家主角就是爾必達與茂德，將成為TMC的「種子部隊」，不過，當事人都不願正面回應。

	2009.04.01
	經濟日報
	宣明智今舉行TMC的第二次記者會，會中正式宣布技術合作對象爾必達與美光都將參與，使得前一次記者會的二擇一方向，變成通通有獎，由於宣明智明確表示，TMC不會自建產能，將來會向國內業者尋求產能，原本市場擔心的二擇一選邊站問題得以化解，今天類股不分你我，全部攜手攻頂。 

對於TMC公布的技術合作對象結果，力晶表示，TMC目前做的事與現有DRAM廠的事，看起來沒有什麼不同，依照今天公布的架構，如果TMC未來沒有自有產能，對現有DRAM廠說，就是從「同業」變成「客戶」，不會影響力晶現有的布局。

	2009.04.01
	聯合晚報
	業界針對DRAM質疑，TMC將變競爭者的聲浪，台灣記憶體公司 (TMC)召集人宣明智今天提出TMC 自律守則：一是TMC不會加入產能軍備競賽，首期目標會善用台灣業者的產能；二是TMC會將資源投入開發創新應用的DRAM設計，特別是手持裝置 (mobile)DRAM；三是TMC不會投入惡性價格戰，不會拿錢去貼補市場；四是TMC不會只求降低成本來開發先進製程。在品牌方面，宣明智說，TMC只要有技術與好產品就會賺錢，不排除有自己的品牌，或是使用合作夥伴的品牌，在技術授權的考量，基本上的布局會爭取與合作夥伴最大範圍為目標，超出的部份就靠自己努力。

	2009.04.02
	聯合報
	ＴＭＣ昨天宣布合作對象，日本爾必達、美國美光兩大陣營統統上榜，顯示ＤＲＡＭ產業再造的藍圖是「聯美日、抗韓國」。不過，ＴＭＣ雖然有了野心滿滿的計畫和企圖心，但美、日兩陣營的技術整合並非易事，這也是為何當初美、日大廠要分成兩個陣營，各自角力的原因。如今ＴＭＣ「統統有獎」，問題又回到原點。

	2009.04.03
	經濟日報
	台灣記憶體公司（TMC）確認日商爾必達（Elpida）為技術合作夥伴後，爾必達昨（2）日隨即發布新聞稿表示，未來將出售一成股權給TMC，藉此穩固雙方關係，以爾必達市值超過200億元新台幣估算，一成股權約要花費20至30億元新台幣。 

	2009.04.06
	經濟日報
	爾必達很榮幸被TMC選為合作對象，但雙方目前還未有實質的合約與商業模式出爐，爾必達的初步構想是，先就技術與人才方面開始互動。 

廣島廠將培訓人員 

台灣的記憶體研發人才資源尚不成熟，TMC現在要召募工程師，爾必達廣島廠已準備好幫TMC培訓人員，希望透過爾必達多年來在研發、教育與管理的經驗傳授，幫TMC打好人才的底子。 

爾必達有超過750人的研發團隊，50奈米製程技術已邁入量產，與TMC的合作也會從50奈米開始。 

對於美光，我們很歡迎有更多同業可以一起加入，但仍需要有意願的廠商與TMC詳談；不論美光加入與否，都不影響爾必達與TMC合作的決心與意願。

	2009.04.09
	中廣新聞網
	台灣記憶體公司TMC整合爾必達跟美光體系破局，自認技術較高階的美光，擔心與爾必達整合，技術難保不外洩，因此宣告沒辦法加入TMC，美光選擇跟台塑集團更靠攏，台塑隨即宣布三階段發展目標，最終是成為18吋廠技術重鎮。台塑也喊話，TMC才剛要從零開始，而台塑跟美光已經有長期合作，既然TMC可能有國發基金三百億資助，台塑希望能比照相同條件和待遇。(戴瑞芬報導) 美光代表，技術協理Fred Fishburn，強調美光是沒辦法加入TMC，因為跟爾必達技術系統不同，而美光的技術高階，擔心TMC整合下難以避免技術交流喪失競爭優勢。吳嘉昭說，台塑要求跟TMC同樣的條件和待遇，如果政府資助TMC，就要同樣協助台塑，如果政府不補助TMC，台塑也可以不用『TMC現在是要從零開始，希望這兩個陣容有同樣的條件跟待遇。我們沒有，TMC沒有，沒關係；他們有，我們也有，我們希望是有同等的條件跟待遇。』 TMC可能有國發基金三百億資助，台塑也希望政府比照相同條件和待遇對待。台塑強調，跟美光策略結盟，也以開放的態度，希望國際間同業跟政府都能加入一起合作。

	2009.04.10
	經濟日報
	美光（Micron）聯盟婉拒台灣記憶體公司（TMC）邀約，並廣邀同業加入美光陣營；台塑集團表態不加入台灣記憶體公司（TMC），並將透過集團動員支持DRAM產業布局，與美光攜手完成三階段任務規劃，勢必讓TMC面臨很大壓力。 

本土DRAM廠對此態度不一，力晶表態仍會與合作夥伴爾必達（Elpida）延續既有有關係，華邦電則持開放態度。 

力晶表示，對美光聯盟邀約並無興趣，但對美光聯盟要求政府給予像TMC一樣的資源，則表示肯定，認為政府既然要花全民資源進行產業再造，就必須兼顧合理與公平性。 

華邦電則表示，對於各種可能的合作，都抱持開放態度。

	2009.04.10
	經濟日報
	台塑集團昨（9）日大動作宣布不加入TMC，讓政府聯美、日抗韓的DRAM策略徹底破局。台塑集團決定走自己的路，顯示破釜沈舟的宣戰決心，對台塑而言，這並不是一場沒有勝算的戰爭。對照上月初TMC架構剛提出時，台塑集團打破沈默，表示願意全力配合政府政策的合作態度，到後來一百八十度轉向，決定走自己的路，台塑集團的轉折，其實已經強烈透露對TMC政策的不滿另外，宣明智與爾必達的關係，台塑也質疑TMC召集人是否應由宣明智出任。隨TMC公布技術合作夥伴由爾必達出線後，也促成台塑不得不走自己的路。

	2009.04.10
	經濟日報
	台塑集團表態不加入台灣記憶體公司（TMC），並將透過集團動員支持DRAM產業布局，與美光攜手完成三階段任務規劃，勢必讓TMC面臨很大壓力。 

就目前狀況來看，台塑結合美光，已擁有技術（美光）、產能（南科、華亞科）、封測（福懋科）的整合優勢，配合台塑集團資金奧援的「黃金組合」，且訂立明確的三階段發展計畫，目標確立後，未來若能配合政府資源，將更能全力以赴。台塑這個台灣最大製造業願意力挺DRAM業，有其象徵性意義，也更確立未來DRAM在台灣的重要性。雖然這次TMC無法網羅台塑集團加入，但換個角度來想，未來台灣DRAM業由美光與爾必達兩大聯盟主導的態勢確立，兩大聯盟能有相互競爭制衡的力量，遠比單一聯盟獨大要好得多。

	2009.07.02
	經濟日報
	由TMC設立之初姿態頗高，與國內業者劃清界線，要業者自清理負債以淨資產才能加入TMC，又一廂情願認定Elpida優於美光，捨棄美光2,500項專利技術無償提供台灣，選定Elpida後也一廂情願，認定購買10%Elpida股權(日方只同意出售無表決權的特別股) ，也將要求無償的技術使用，Elpida的董事長接受訪問指出:爾必達、力晶、TMC之間的關係並不衝突。力晶是爾必達在標準型記憶體最好的戰友，TMC則與爾必達共同開發利基型的行動記憶體領域，三方把原本彼此較缺乏的那部分填滿，是「互補」關係，這樣才能造就一個完整記憶體解決方案聯盟，與韓系業者抗衡。那TMC捨棄美光2,500項專利技術無償提供台灣的一廂情願豈陰溝裡翻船? 

	2009.08.04
	經濟日報
	DRAM產業向政府爭取補助競賽起跑，台灣創新記憶體公司（TMC）正式向經濟部工業局提出申請，初期資本額僅50萬元，董事會成員清一色具聯電色彩，包括宣明智、鄧克文與馮台生

	2009.08.05
	經濟日報
	華邦電（2344）第二季虧損持續縮小，昨（4）日宣布將與日商爾必達（Elpida）一同承接德國奇夢達（Qimonda）繪圖記憶體（GDDR）產品及技術，攜手進軍毛利率較好的繪圖記憶體領域，擴張版圖。

	2009.08.14
	經濟日報
	TMC募180億台灣創新記憶體公司（TMC）投資人名單出爐，除了國發基金與兆豐金、開發工銀兩家泛公股銀行，其餘都是聯電集團友好廠商，包括矽品、聯發科、京元電、晶豪科、仁寶、矽成等。

	2009-10-28
	時報資訊
	三星：明年記憶體產品缺貨，未來3年半導體營收成長5成。

	2009.11. 7
	經濟日報
	市調集團iSuppli發表報告說，當前的動態隨存記憶體（DRAM）產能足以應付到2012年底的需求，DRAM廠商近幾年內將停止投資擴產。

	2009.11. 12
	工商時報
	立法院經濟委員會昨（11）日提案並決議，要求經濟部停止推動DRAM產業再造方案，並且不得向國發基金申請注資台灣創新記憶體公司（TIMC）。


	2009.11. 12
	聯合報
	政府對補助DRAM產業計畫前景不明，國內業者積極求生。華邦電（2344）昨天宣布，和日本DRAM大廠爾必達（Elpida）合作，華邦電12吋廠將提供產能，代工爾必達繪圖記憶體（GDDR），並取得爾必達先進繪圖記憶體製程技術。

	2009.11. 12
	聯合晚報
	產業再造在DRAM景氣不佳時做，是最佳時機，如今景氣復甦卻決定喊卡。產業技術不再深耕，下波DRAM景氣循環，又重蹈覆轍，不僅DRAM，面板、LED產業都是台灣強項，產業再造政策，有必要從長計議。
不論是DRAM產業整併或是再造，都是從去年底開始。DRAM廠遇上史上最大的不景氣，慘賠度日，從業界凝聚的一股共識。就國內DRAM產業的體質來說， 沒有自主技術是不爭的事實，面對不景氣時的抵抗力最弱，不過，因為近年累積的資金規模，國內DRAM業卻擁有全球最多的12吋晶圓廠，已具備追上全球第一 大DRAM廠—三星的實力。
政府雖然有心做長遠的技術扎根，但是在短期的鞏固台灣DRAM業產能優勢部分反而未獲重視，使得財務不佳的公司，將投資人多年累積下來的血本，低價變賣， 現在台灣的產能銳減，不要說追三星，就連追日本也力有未逮。一整年下來，政府政策失焦，技術不行、產能的優勢也都在流失當中。
對業者來說，並不反對政府進行產業再造的政策，但前提是在保有台灣廠商既有的優勢下進行，DRAM廠現在的競爭對手只剩南韓、美國及日本，只要能夠積極整併，就有坐二望一的機會，但如果缺乏自主技術能力，長遠來看，產業還是沒有明天。
DRAM這波景氣復甦，多少與台灣業者的財務危機，以及產能無法順利開出有關，預估到明年，全球DRAM業還會有短暫的榮景，業者眼前最重要的是想生存下來。但整個產業的活路，還是有待政府進行更縝密的布局，不要等到景氣下來，才病急亂投醫，反而有害無益。 



	2009.11. 12
	工商時報
	力晶南科：整併時機已過

	2009.11. 12
	聯合晚報
	DRAM再造喊卡／決議有瑕疵 經部想翻案

	2009.11. 22
	聯合晚報
	據透露，TIMC依據DRAM產業再造方案，所提的營運計畫係利用國際大廠Elpida尋求策略聯盟對象時機，計畫取得日本Elpida公司9.5%股 權，再透過入股的策略聯盟方式，TIMC可取得Elpida之IP與產品使用權，而無需支付Elpida權利金或技術移轉金，因此TIMC可快速拉近與國 際技術母廠的技術差距，並在此基礎上研發自有先進技術，以達自主技術生根。經濟部表示，未來假若TIMC與Elpida順利結盟，加上台塑集團與Micron公司合作，可望在我國形成台日、台美兩大策略聯盟陣營，同時深入投資在 自有技術研發。相信以我國廠商的創新能力，再結合電子資訊廠商在終端產品創新發展，將有實力與韓國三星、海力士等集團一較高下。

	2009.11.23
	聯合晚報
	整合時機已過？業者搶單自救對業者來說，整合確實是對國內產業競爭力有好處，只不過最佳時機已過，即使經濟部這段期間仍在為DRAM再造方案的翻案努力，但茂德、華邦電還是先後向爾必達取得DRAM技術，換取代工訂單，先求活命，而政府所期望的技術自主、產業整合，再造方案能否見效，仍待觀察。

	2009.11.23
	中央社
	DDR2 1Gb eTT(有效測試顆粒)均價已下滑至2.23美元，以波段高點2.62美元計，不到半個月時間，跌幅已達14.9%。

	2009.11.25
	聯合晚報
	華亞科高啟全：2010 DRAM業的好年冬，華亞科技 (3474)總經理高啟全認為，在全球DRAM技術四分天下，大家都承認南韓三星是老大的情況下，未來新進者進入的門檻更高，明年DRAM價格只要維持目 前的水準，DRAM業者靠著製程升級，每年毛利率可增加30%，明年對DRAM業者來說，是個好年。

	2009.11.26
	鉅亨網
	拓墣：DRAM再造停擺 台灣上演競爭力下滑三部曲 全盤皆輸！

	2009.12.08
	精實新聞
	茂德導入爾必達65nm製程技術，代工DDR3。

	2009.12.09
	工商時報
	爾必達社長坂本幸雄昨（8）日表示，由於明年DRAM需求將成長50％，供給卻只有增加40％

	2009.12.09
	經濟日報
	坂本幸雄：明年DRAM缺貨
日本記憶體晶片大廠爾必達（Elpida）與台灣茂德、華邦結盟，陳民良表示，藉由與爾必達合作，茂德將可跨入DDR3領域，並在「最少的投資下、獲得最大效益」。

	2009.12.16
	中國時報
	16奈米半導體製程誕生 冠全球國家實驗研究院國家奈米元件實驗室領先各國，開發出全球第一顆以十六奈米製程技術研製的靜態隨機存取記憶體（ＳＲＡＭ）電晶體，利用此技術製造的記憶 體，容量為四十五奈米的十倍，與現有市售記憶體產品相較，價格可降到十分之一。未來的電腦、手機將更輕薄短小，電腦甚至只有五百公克 國家實驗研究院宣布成功研發十六奈米半導體製程，業界認為，近年半導體業在高階製程轉換過程面臨挑戰愈來愈大，台積電在四十奈米製程良率甚至一度造成獲 利不如預期，英特爾甚至要等到二○一三年才推出十六奈米製程處理器。台灣半導體業要導入十六奈米製程，可能需要一段時間。
  中研院院士施敏指出，國內半導體廠商目前還不知從何切入十六奈米製程，國家奈米元件實驗室適時研發出十六奈米元件，國內廠商就有可以用的技術。尤其是「奈米噴印成像技術」可大幅降低廠商生產成本。
他說，微影技術占半導體製程成本四○％，國家奈米實驗室研發的新技術若能應用成功，微影製程設備成本可降七、八○％，為半導體廠商省下天文數字的建廠成本。施敏估計，十六奈米建廠經費每座至少要一千五百億新台幣，若以「奈米噴印成像技術」取代傳統光學微影像技術，可以降到八百億元以下。我國 目前因製程技術受到國外專利限制，每年約須付出三百億元權利金，我國掌握新世代技術專利後，不必再付權利金，反而可向國外廠商收取三百億元權利金。

	2009-12-23
	工商時報
	集邦：DRAM明年H2恐大缺貨集邦科技表示，由於消費型電腦機種DRAM搭載以4GB起跳，高階機種以6GB

為主，明年下半年加上商業電腦換機潮，明年電腦平均搭載率成長近16%由 2.52GB成長至2.92GB，下半年有可能出現大缺貨。

	2009.12.24
	聯合報
	明年DRAM復甦 大和看好類股
大和證券預估南科今、明每股稅後純益，分別為負5.21元、6.29元，強力看好南科，明年開始大賺錢，同時也把南科目標價從28元，上調至30元，大和證券預估力晶明年只是縮小虧損，後年才會轉虧為盈；目標價則從2.7元，微幅提高為3.05元。

	2009.12. 31
	工商時報
	法人：南科明年EPS挑戰5元，DRAM廠中最具爆發力

	2009年
	
	台灣DRAM業者2009年合計大賠868億台幣

	結果
	2007-09年
	台灣DRAM業者2007-09年合計大賠2,925億。

	2010.01.05
	鉅亨網
	DRAM景氣回春，德意志、大和聯手喊進南科

	2010.01.05
	中央社
	在台技術生根 爾必達Q1在瑞晶設研發中心瑞晶計劃今年底前月產8萬片12吋晶圓產能將全面轉進40奈米6F平方製程技術，生產2Gb DDR3產品；陳正坤說，製程轉換資本支出將僅需轉換50奈米的3分之1，約新台幣120億元，至少一半資金可自籌。

	2010.01.06
	經濟日報
	爾必達聯盟 在台設研發中心DRAM市況轉佳，爾必達（Elpida）聯盟總動員，在台首座技術研發中心將於本季啟動，初期投資上看8,000萬美元（約新台幣25.4億元）

	2010.01.06
	工商時報
	威剛：今年DRAM會長期缺貨

	2010.01.06
	工商時報
	今年DRAM缺貨狀態可能成為常態，外資持續大力加碼南科 (2408) 、華亞科。

	2010.01.06
	鉅亨網
	瑞晶2007年虧損約30億元，2008年虧損約 60億元，2009年上半年續虧近60億元，但下半年則揮別 虧損，由第 3季正式轉虧為盈，第 4季獲利更可觀；市 場推估，第 4季獲利應超過30億元。力晶(5346) 與爾必達(Elpida；6665-JP)夥伴 關係持續，除了現階段的65奈米製程技術，爾必達5日 同時宣布將提供40nm 6F2技術，力晶預計最快在下半年 將進入40奈米。

	2010.01.06
	鉅亨網
	爾必達(Elpida；6665-JP)與瑞晶5日共同宣布， 今年第 1季將在瑞晶設立技術研發中心，與力晶(5346- TW)共同合作開發40奈米以下製程技術。瑞晶總經理陳 正坤表示，初步規劃 2年時間內，投入5000萬至8000萬美元。

	2010.01.06
	經濟日報
	爾必達結盟 在台設研發中心 對決美光火力全開。

	2010.01.20
	鉅亨網
	華亞科單季轉虧為盈 高啟全：好時光才開始而已，企業換機潮已經開始，DRAM 廠又相當確定沒計畫蓋新廠，這個階段的轉虧為盈，只 是未來好時光的開始而已。

	2010.01.22
	
	DDR2 1Gb eTT現貨價從2008年6月的2.16美元，跌到2008年12月的0.59美元，由於跌破約1.3美元的現金成本，DRAM廠等於賣一顆賠一顆

	2010.01.27
	市調機構
	（Gartner）看多DRAM價格，認為DRAM價格今年將大漲23％。

	2010.04.12
	中央社
	力晶Q1淨利35.37億元 EPS0.4元。

	2010.04.12
	時報資訊
	DRAM供應吃緊，模組廠紛鞏固料源。

	2010.04.12
	鉅亨網
	力晶減資343.7億元 比例達38% 每股淨值躍為6.9元

	2010.04.12
	鉅亨網
	拓墣：DRAM產業成長至2011年沒問題 長期恐淪為代工角色。

	2010.04.12
	時報資訊
	華邦電NOR FLASH攀高峰，拚轉型今年機會大好，華邦電宣佈退出標準DRAM。

	2010.04.16
	鉅亨網
	茂德 (5387) 今(16)日除將竹科12吋廠售予旺宏( 2337，隨後爾必達(Elpida)(6665-JP)社長?本幸 雄也出席記者會，宣布茂德成為爾必達行動記憶體(Mob ile DRAM)代工夥伴。茂德董事長陳民良表示，為爾必 達代工的DDR3 1Gb預計第4季量產，行動記憶體則在明 年下半年。陳民良與?本幸雄今(16)日共同宣布，雙方將擴大代工合作範圍，茂德除原本預訂為爾必達代工的1Gb DD R3，雙方將進一步合作，以爾必達授權的63奈米製程技 術生產，投入行動記憶體產品設計開發，預計明年下半 年量產。據了解，茂德為爾必達行動記憶體第一家代工 夥伴。

茂德與爾必達在去年底達成共識，以63奈米製程技 術合作生產1Gb DDR3產品，為支援63奈米製程技術所需 資金，同時考量竹科12吋廠生產狀況，已不符合先進DR AM製程的經濟效益，在今日決定以新台幣85億元出售12 吋廠給旺宏。陳民良表示，茂德目前每月產能約6萬片，今年資 本支出初估約新台幣50-60億元，預計第4季有3.5萬片 產能為爾必達代工生產PC用1Gb DDR3；而為爾必達代工 的行動記憶體產品，包括128Mb到512Mb，第一個代工產 品是128Mb，預計明年下半年量產，未來DDR3和行動記 憶體占代工產能比重將各半。

	2010.04.16
	精實新聞
	陳民良表示，除了為爾必達代工標準型DRAM產品之外，接下來也將加入Mobile DRAM。陳民良表示，茂德過去以來即專注研發，自行開發微縮製程，因此獲得爾必達青睞，明年將會先量產128Mb Mobile DRAM。未來預計總共有3.5萬片月產能為爾必達代工，其中產品比例將會是標準型DRAM與Mobile DRAM各半。至於茂德自有品牌的部份，陳民良表示，該部份將會持續專注生產利基型DRAM、低功率SDRAM等產品。陳民良表示，明年將持續提升製程，預計年中將開始導入45奈米/3X奈米。至於中科12吋廠最大月產能為8萬片，目前實際產出約6.5萬片

	2010.04.16
	時報資訊
	雙贏！茂德12吋廠85億售旺宏茂德與旺宏今下午共同召開記者會，宣布茂德竹科12吋廠以85億元售予旺宏。 茂德可增加資金活水，旺宏可快速擴增12吋產能，雙方表示將達互贏之效益。

	2010.04.19
	精實新聞
	Mobile RAM需求正夯! 國內外DRAM廠爭相投入Mobile RAM市場潛力看俏，國內外DRAM爭相投入，除了韓系DRAM廠之外，爾必達也透過擴大代工的方式，積極增加產出，以搶佔市佔率。爾必達將授權茂德生產Mobile RAM，預計明年開始，茂德就會以63奈米製程開始量產128Mb Mobile RAM。

同樣為爾必達代工廠之一的華邦在此領域亦耕耘許久，其中在Pseudo SRAM方面，產品涵蓋 16Mb ~ 256Mb，以市佔率而言，華邦表示，Pseudo SRAM產出量(自有產品加上代工產品)佔全球出貨量約20%，為僅次於Samsung及Micron，為第三大Pseudo SRAM製造商。 

另外，南科計劃於今年第三季開始送樣行動通訊記憶體(Mobile RAM)，並於今年下半年開始量產，主力產品為低耗電的LP DDR2及LP DDR行動式記憶體，預計占今年營收比重約達2~3%，明年可望有顯著成長。

	2010.04.19
	中國時報
	虧損減資 雙D變成兩兆煞星。統計近四年財報發現，雙Ｄ（面板與DRAM）公司累計虧損額達二五三二億元，這個金額足可以組成四家金控，或是興建兩座半的十二吋廠。 

    這兩千五百多億元的虧損若由每家公司股東平均分攤，每名股東要負擔十七．四萬元的損失。把時間拉長，自各家業者開始公布財報的時點起算， 南科、華亞科、力晶和茂德等四家DRAM股東，以南科平均每人分攤虧損約三十萬元最多，華亞科以二十萬元居次，力晶和茂德股東也要分攤十幾萬元的損失。

	2010.04.26
	時報資訊
	股本最輕DRAM廠！茂德減資65%，每股淨值升至8.45元。

	2010.04.28
	時報資訊
	華邦轉型成功，營運走出谷底華邦第一季標準型DRAM僅占營收比重一成，今年底將完全退出標準型市場，轉型為利基型的記憶體廠，四大產品線包括利基型DRAM、NOR Flash、Mobile RAM、GDDR，第一季占營收比重分別在38%、21%、18%、13%。

	2010.05.01
	時報資訊
	DRAM廠Q1營收，力晶居全球第五。

	2010.05.03
	中央社
	4月營收新台幣75.31億元，月增1成，並創近3年新高；瑞晶4月營收則創下今年新高。

	2010.05.11
	精實新聞
	iSuppli：今年可能是DRAM表現最亮眼的一年科技市調機構iSuppli 10日發表研究報告指出，2010年第1季全球DRAM銷售額年增181.6%(季增9.7%)至接近95億美元，主要是拜PC需求優於預期、供給吃緊促使DRAM出貨量與均價勁揚之賜。該機構並且預期，今(2010)年可能將是DRAM產業有史以來表現最為亮眼的一年。 

	2010.05.11
	經濟日報
	三星十年斥資203億美元 跨足五領域，計劃於2020年前以23.3兆韓元投資太陽能電池、油電混合動力車充電池、發光二極體（LED）科技、生技製藥與醫療器材等事業，屆時可望創造約4.5萬個工作機會與50兆韓元的年營收。 

	2010.05.12
	經濟日報
	東芝拚研發 砸260億美元，東芝已擬定一項三年2.4兆日圓（259.9億美元）的資本與研發支出計畫，並預測用於手機和數位攝影機的記憶體晶片需求將持續改善，核能電力系統訂單也將增加。

	2010.05.13
	時報資訊
	力晶集團明年H1轉進45奈米；南科、華亞科加速轉換50奈米。

	2010.05.13
	時報資訊
	景氣佳，台、日DRAM廠紛上修資本支出

	2010.05.13
	時報資訊
	DDR2現貨價反彈，爾必達社長：今年DRAM價不會大跌，據集邦科技現貨報價，DDR2 1Gb品牌顆粒上漲1.15%，至2.62美元，DDR2 1Gb eTT漲0.89%，至2.48美元，呈現反彈格局。主流規格DDR3近期相對抗跌，周三DDR3 1Gb品牌顆粒微跌0.06%，至2.89美元。針對今年DRAM價格走勢，日商爾必達社長(土反)本幸雄表示，預期今年2010年度DRAM價格將不會呈現大幅下滑的局面。(土反)本幸雄指出，今年DRAM價格低檔應也有2美元，最樂觀的看法是DRAM價格將穩定維持於目前的水準。

	2010.05.17
	精實新聞
	Hynix傳3年內擬投入9兆韓圜提升記憶體市佔率韓國時報(The Korea Times)16日報導，根據該媒體取得的文件資料，南韓記憶體製造巨擘Hynix Semiconductor Inc.計畫在截至2012年為止的期間內投入9兆韓圜(79.4億美元)，並將2012年營收由今(2010)年的10兆韓圜目標提升20%至12兆韓圜。

根據報導，Hynix今年資本支出金額將達2.5兆韓圜(高於先前預定的2.3兆韓圜)，並於2011年、2012年提升至3兆韓圜、3.5兆韓圜。文件顯示，上述投資將幫助Hynix將全球DRAM、NAND型快閃記憶體市佔率在2012年分別提升至25%、20%。

文件資料並顯示，Hynix考慮將提升專業晶圓代工業務納入長期成長策略當中，與台積電(2330)一較高下。

	2010.05.18
	台灣工銀證券
投顧
	DRAM現貨價自04/2010以來便受到淡季效應以及pc廠商下調帄均搭載量的影響而下跌，05/17/2010 1g ddr3-1333收在2.85美元，1g ddr2-667則收在2.55美元。在合約價方面，ddr3-1333於05/14/2010由2.69美元小幅調漲至2.72美元，ddr2-667則維持在2.5美元。ibtsic認為目前合約價已逼近現貨價，加上現貨價近期仍呈現緩跌走勢，2h10前合約價要再調漲的機會不大。

	2010.05.18
	時報資訊
	DRAM龍頭三星電子17日宣布，2010年預定資本支出高達18兆韓圜(約159.3億美元)，11兆韓圜將投資在半導體，其中，新增的投資額將用來興建DRAM、NAND型快閃記憶體與次世代記憶體產品的生產線「Line-16」，將在2011年開始投產，每月將生產20萬片12吋晶圓。該款項並將用來提升現有30奈米製程DDR3 DRAM生產線「Line-15」的產能，以便在年底將30奈米DDR3的生產比重提升至10%以上。

	2010.05.18
	中廣新聞
	三星DRAM圖稱霸 經部：業者要自救韓國三星投資165億美元擴產DRAM，對台灣好不容易從谷底回升的DRAM產業，帶來威脅。經濟部工業局表示，韓國從未放棄把競爭對手打倒以便獨霸，而從台灣下手更可以一舉影響日、美。但對台灣DRAM業者來說，TIMC整合任務功敗垂成，再來的衝擊會不會招架不住？工業局表示，是不是危機現在太早論斷，不過經濟部會密切觀察，適時輔導。(戴瑞芬報導) 三星投資165億美元擴產DRAM，經濟部工業局電子資訊組評估，三星從未放棄打倒競爭對手獨霸市場，尤其台灣量產跟技術等條件最好，又跟日系、美系大廠結盟，只要撂倒台灣，也連帶讓美日重傷。

	2010.05.18
	時報資訊
	三星2012市占率衝五成，日、美、台DRAM廠市場全被壓縮， DRAM龍頭三星公布史上最大 投資計畫，有高達78億美元將用於記憶體事業。法人指出；三星2011年起陸續投產，2012年全球市占率由目前的三成勁升至五成，日、美及台系DRAM 廠市占全被壓縮。 

     三星計畫投入9兆韓元(約78億美元)皆用於記憶體事業，記憶體部門的主要投資內容包括新建月產能達20萬片的12吋廠line-16、提升line- 15製程至30nm、line-10轉為12吋、第12、13、14、15條產線的產能擴充、將美國奧斯汀廠a1廠的生產線轉為12吋廠等等，其中 line-16廠預估2h11投產，將成為全球規模最大的記憶體晶圓廠。

	2010.05.18
	工商時報
	三星一擊 想把我DRAM廠打掛，DRAM發展的這20餘年時間，美國、日本、德國等業者在前面3次的景氣循環進入衰退期時退出，造就了三星如今的龍頭地位。而三星能夠擁 有如此龐大規模，就是選在對手沒有能力擴產時，反而大手筆進行擴產，一旦拉大與競爭對手的距離，就可以把對手遠遠拋在腦後。所以三星此次開出半導體歷史上最高資本支出，目的當然是昭然若揭，就是要把台灣DRAM業者從這個市場上趕出去。　由於三星計劃新廠Line-16明年就要量產，一旦龐大產能開出，將導致市場供給量大增，價格一定不會像現在那麼好，而三星的目的，就是 要縮短景氣循環時間。

	2010.05.18
	時報資訊
	DDR3 1Gb 1333MHz今上午微跌0.07%，至2.85美元，DDR2 1Gb 800MHz收在2.58美元，跌幅為0.07%。在合約價方面，DDR3 1Gb由2.69美元小幅調漲至2.72美元，DDR2 1Gb則維持在2.5美元。

	2010.05.19
	理財周刊
	DRAM Q3景氣佳只買不賣逢低布局DRAM產業鏈需求仍大於供給只買不賣，逢低布局DRAM產業鏈，投資專家賴憲政表示，記憶體包括DRAM與NAND Flash，目前以三星全球市占率最高分別達35％與45％，目前台廠並沒有生產NAND Flash，而DRAM分成2大陣營，一是爾必達(Elpida)集團包括力晶(5346)、茂德(5387) 。 

	2010.05.24
	鉅亨網
	力晶： 擴產不如提高製程 直接導入45奈米 明年Q3量產

	2010.05.24
	精實新聞
	爾必達：DRAM需求走堅 今年度營益上看1,500億日圓，坂本幸雄表示，DRAM需求走堅情況將從今年持續至明年。

	2010.05.28
	中國時報
	換機潮需求猛 DRAM族群大反攻華亞科總經理高啟全看好今年下半年換機潮，對 DRAM價走勢看法樂觀，威剛董事長陳立白表示，記憶體業今年第一季淡季卻很旺，尢其3、4月客戶提貨積極，但5月起受歐洲債信危機，客戶下單轉為保守，惟OEM 廠需求並不差，預期7月起OEM為旺季備貨需求回溫，7、8月會回復成長動能。

	2010.05.31
	時報資訊
	繼三星宣布大增資本支出，DRAM二哥海力士跟進調升2010年的資本支出三分之一，至3.05兆韓元(25.5億美元)。海力士並未宣布何時投產，但在DRAM前兩大廠相繼宣布增產，預期一年半後，即2012年市場供給將明顯增加。

	2010.05.31
	時報資訊
	韓國DRAM大廠拚擴產，2012年市場供給將大增

	2010.06.01
	精實新聞
	力晶王其國：供需很健康，產能吃緊到2012年 

力晶總經理王其國說，很多DRAM製造廠都了解到，在產業恢復如此穩定的狀況下，將以追求獲利、改善財務結構為第一優先，未來才可以讓DRAM產業更加健康。

就力晶本身情況而言，王其國說，力晶在eTT現貨市場拿下80%的市佔率，為領導廠商；在合約市場部分擁有15%的市佔率，就整體DRAM市場來說，則佔有10%的市佔率。過去力晶只著重在市佔率，現在則是追求獲利，未來將以三大業務為主軸，包括晶圓代工(LCD驅動IC)、NAND Flash、標準型記憶體。

	2010.06.03
	時報資訊
	力晶 (5346) 5月營收81.36億元，創下逾三年以來新高，本季營運看俏，單季獲利有機會挑戰100億元。

	2010.06.03
	時報資訊
	金士頓樂觀看H2，DRAM股強彈孫大衛表示，由於DRAM製造廠轉製程並不那麼順利，量產的數量應該比預期的低，加上非PC應用領域崛起，包括智慧型手機、3D TV、伺服器等的需求都在快速成長中，大幅增加對DRAM的需求，因此預期下半年景氣不會不好。

	2010.06.04
	工商時報
	半導體營收年增率 顧能升至27.1％，在此次發布的最新展望，Gartner上修對個人電腦、手機、汽車與部分消費產品半導體設備的生產量預測。電腦與手機市場在2010年半 導體市場成長的貢獻約為40％，而在電腦市場中，處理器平均銷售價格（ASP）趨於穩定， 2010年電腦處理器營收成幅度預測值，可從上次發布的10％上修至15.5％。由於電腦市場需求強勁成長，與DRAM價格的攀升，導致2010年DRAM市場較去年激增78％，成為半導體及設備市場中，表現最亮眼的 項目。分析師認為，蘋果iPad這類平板媒體的市場需求，在2013年將會對個人電腦市場帶來顯著衝擊，同時也將促進該類產品的成長，然而這些設備近期已 悄悄影響電腦和智慧型手機市場。

	2010.06.06
	時報資訊
	《半導體》華亞科：下半年高成長．法人搶

	2010.06.08
	工商時報
	爾必達登陸設廠彭博社昨（7）日引述日本晶片廠爾必達總裁坂本幸雄的談話指出，為迎合市場需求，該公司最快在2012年，就會與台灣晶片製造業者一起到中國大陸設廠。　為了趕上中國大陸消費成長的速度，坂本幸雄認為：「中國消費的產品應該在中國本地製造。」因此，爾必達計畫最快在2012年，就會在中國 興建1座DRAM廠。但他也向中國政府喊話，希望能夠獲得官方支持與協助。如果爾必達真的在大陸建廠，將是20年來首家在中國建廠的日本半導體廠商。 坂本幸雄指出，DRAM的需求成長相當快速，光是用在iPhone上的DRAM，預計明年就可能成長兩倍左右。分析機構Gartner也 指出，全球在智慧型手機上對DRAM的需求相當龐大，預估明年將可望成長78％，遠超過整體晶片產業27％的成長率。    　而中國今年將超越日本，成為世界第2大經濟體，境內市場成長快速，為了避免關稅和匯率風險，坂本幸雄認為，到中國設廠是相當必要的動作。 同時，在中國設廠生產DRAM，也可節省高達17％的進口增值稅。

	2010.06.09
	鉅亨網
	德意志：DRAM下半年活力旺 重申買進南科、華亞科，德意志指出，Window 7帶動的企業換機與升級的動作並沒有因為近來的全球股市震盪與歐洲債信危機而延緩。由於Window 7會提高DRAM的需求，預估這樣的換機潮及升級循環會延續到2012年。

	2010.06.15
	時報資訊
	三星砸錢提升技術，維持2-3季領先。

	2010.06.15
	時報資訊
	企業換機潮9月引爆，DRAM看俏南科 （2408） 副總經理白培霖表示，由於企業用戶的NB或是PC多半已經超過保固期，加上Win7作業系統催化，6至7月開始將可明顯見到換機潮啟動，9月之後將正式引爆，換機潮的續航力可持續至2011年，下半年DDR3供應趨緊，DDR2也因為主流交替而走入歷史。

	2010.06.15
	精實新聞
	Hynix擬斥資4,560億韓圜為廠房擴產、進行更新工程，全球第2大記憶體製造商Hynix Semiconductor Inc. 15日在呈交至韓國證交所的文件中宣布，該公司將斥資4,560億韓圜(3.734億美元)擴充、更新現有廠房，並加強研發能力。Hynix表示，新的投資計畫目的在擴充產能並提升成本競爭力。Hynix甫於5月31日宣布，該公司今(2010)年的資本支出將調高1/3至3.05兆韓圜(25.5億美元)。

	2010.06.19
	精實新聞
	茂德股東會通過鉅額減/增資案 將引進策略夥伴，茂德將引進策略合作及友好夥伴入股。

	2010.06.19
	鉅亨網
	大摩：DRAM股首選華邦電 南亞科、華亞科與力晶目標價遭降。

	2010.06.24
	鉅亨網
	南科董事會決議現增籌資60億元採購晶圓三廠設備南科製程轉換順利，將提前3個月在6月試產42奈米，預計第3季可量產，預計第3季將比第2季有20%以上的位元成長。，南科目前產品組成有70%是個人電腦使用的DRAM，為了降低風險，南科持續努力將產品組成多元化，目前伺服器和消費電子用途DRAM各占百分之十幾，未來希望將這比率提高到15-20%，明年並加上行動通訊，占10%左右。南科今天召開股東會，董事長吳嘉昭今天早上進行營業報告時表示，經歷2年DRAM市場寒冬，最困難的時期已經過去，下半年景氣樂觀，今年營運重點是提升堆疊型技術產能及良率，持續降低成本，以及進行30奈米先進技術和DDR4下世代產品的研發。吳嘉昭指出，市調機構預估今年個人電腦市場成長率為20%，南科在成本預估下降40%，產出年增45%和DRAM均價平穩在2.5美元附近等條件下，今年下半年獲利率一季會比一季好。

	2010.06.24
	精實新聞
	南科8月全部轉進2Gb DDR3，加大非PC應用比重，南科也將著手產品廣度發展，白培霖指出，其他DRAM大廠應用於PC領域比重大都落在40-50%，不過南科在此的比重卻接近70%之多，接下來將會強化其他產品線，包括伺服器、消費性電子產品以及行動通訊用記憶體，希望在不同產品線取得一定的市佔率，並將PC應用比重降低至50%以下

	2010.06.25
	時報資訊
	力晶 (5346) 董事會訂減資基準日為6月24日，同時擬辦理6.5億至8億股現金增資發行普通股，參與發行海外存託憑證（GDR）案，預期募資約100億元。

	2010.06.25
	精實新聞
	力晶黃崇仁：代工產能塞爆，Q4將投入45奈米，DRAM廠力晶(5346)董事長黃崇仁表示，力晶為全球唯一記憶體代工廠，現在代工產能塞爆，嚴重供不應求黃崇仁指出，從第一座8吋廠開始，力晶與日本廠商合作時間已經達20年之久，包括與爾必達、瑞薩技術合作，還有為富士通代工，轉投資的力積(3553)也與Toshiba也都有密切的關係，而最近iPhone4裡面的面板驅動IC，即是力晶與瑞薩合作開發，首次用12吋廠生產，至於任天堂新款電玩裡面的記憶體也可以看到力晶的影子。 

	2010.06.28
	時報資訊
	力晶科技 (5346) 下半年將全部轉進63奈米，預計增加25%產出，第四季開始導入45奈米，力晶將先由65轉63奈米，每片產出增加25%，生產成本將進一步降低；並將跟隨合作夥伴爾必達轉換製程的腳步，跨過50奈米，直接從63奈米轉進45奈米，以達最快速提升產能效益並追趕競爭隊伍。

	2010.06.29
	中央社
	TIMC與DRAM廠茂德 (5387) 、光罩廠翔準先進 (3087) 及記憶體設計廠晶豪科 (3006) 等共組研發聯盟，整合晶片設計、製程與光罩技術研發及儲存特性的分析，共同開發儲存型快閃記憶體 (NAND Flash)雙子星技術。

	2010.06.29
	精實新聞
	TIMC組聯盟佈局NAND Flash雙子星技術搶市，台灣創新記憶體(TIMC)又有新動作。經濟部今(29)日通過由TIMC主導，並聯合茂德(5387)、翔準(3087)以及晶豪科(3006)共同籌組研發聯盟，投入快閃記憶體雙子星技術研發計畫。茂德表示，聯盟所開發的NAND Flash技術與傳統產品構造不同，其雙子星技術的優點不但可以避開專利地雷，且在一樣的線寬線距以及生產設備的情況下，尺寸可以做比更小，在經過晶豪科開發完成之後，已經開始試產，該產品將以低密度產品為主，鎖定行動通訊領域市場。

	2010.06.30
	精實新聞
	集邦：成本下降，DRAM廠明年將可持續獲利，集邦科技(DRAMeXchange)指出，明年DRAM均價將較今年下跌約30%，然而隨著製程轉進、成本下降，DRAM廠營業利益率(OP Margin)成本優勢最佳者，今年營業利益率平均為36%，明年平均為26%；而成本優勢落後者，今年下半年仍可順利轉虧為盈，明年營業利益率約可維持在10%上下，可望維持獲利局面。

	2010.06.30
	中央社
	第六次海外轉換公司債未償債券餘額全面贖回

	2010.06. 30
	時報資訊
	美光上季營收、獲利同步增加，美光第三季(6月3日截止)淨利達9.39億美元，約每股盈餘92美分。去年同期，其淨損達3.01億元，每股淨損達37美分。美光目前已經連續三季宣布獲利。

	2010.06. 30
	經濟日報
	TIMC復活 攜手茂德、晶豪科，台灣創新記憶體公司（TIMC）將結合國內茂德（5387）、晶豪科（3006）、翔準（3087），建立台灣自有儲存型快閃記憶體（NAND Flash）技術。茂德、晶豪科、翔準都已開始「練兵」，鎖定行動通訊應用領域，經濟部將給予四成研發經費補貼。

	2010.07.01
	時報資訊
	受到中芯退出代工領域以及茂德 （5387） 將中科12吋廠售出，導致12吋廠代工產能縮減，訂單湧向南科 （2408） 、力晶 （5346） 。

南科8吋廠產能滿載，月產能達2.7萬片至2.8萬片，而力晶12萬片產能中，有高達4萬片投入代工業務，力積、鈺創、晶豪科均為其客戶

	2010.07.04
	中央社
	NOR Flash及利基型DRAM市況佳，讓華邦電 (2344) 成功轉型，也吸引台灣DRAM廠南科、茂德及力晶等全面朝多元化經營，將有助DRAM產業趨於穩定發展。台灣DRAM廠中，以華邦電 (2344) 轉型最成功，第1季標準型DRAM比重已不到3成；利基型DRAM已成為華邦電主力產品，所佔比重達36%，編碼型快閃記憶體 (NORFlash)比重約2成，行動記憶體約佔16%。

利基型DRAM與行動記憶體今年來分別在數位電視、機上盒 (STB)及智慧型手機等產品強勁需求帶動下高度成長，前景也頗被看好，為其他DRAM廠一致鎖定跨足的目標市場。

南科除計劃持續擴大消費性電子及伺服器產品比重，並積極衝刺行動記憶體產品市場，預計明年產品比重將自目前的6%至7%，進一步擴大到1成水準；未來標準型DRAM比重將朝5至6成目標邁進。

茂德也決定未來最少將有一半產能投入生產消費性電子及行動記憶體產品。董事長陳民良表示，未來茂德將成為合作夥伴日本記憶體大廠爾必達 (Elpida)消費性電子及行動記憶體生產基地。

	2010.07.04
	經濟日報
	台塑集團與美光集團確立旗下動態隨機存取記憶體（DRAM）廠商華亞科的定位，華亞科將成為二大集團最大DRAM製造基地，讓二大集團全力衝刺DRAM產品研發和銷售。

	2010.07.05
	鉅亨網
	為了對抗南韓勁敵，爾必達(6665-JP)最快將在這個月，與瑞晶、茂德 (5387) 和力晶 (5346) 三家台廠，合力生產超小型DRAM晶片。這種新型DRAM，主要透過改善設計與製程升級來縮小體積，而非縮小線徑。從同一片矽晶圓切割的晶片數量可提升25%，且耗電降低。超小型DRAM晶片的應用範圍，將以個人電腦與伺服器為主。

報導指出，爾必達會將量產技術提供給已有合作關係的瑞晶、茂德和力晶。爾必達設於廣島的產線，與三家外包台廠合計每月12吋晶圓產量約30萬片；其中有6成--相當於18萬片--將轉為生產超小型的DRAM。除了利基型DRAM及行動記憶體外，力晶與茂德也不約而同決定跨足儲存型快閃記憶體 (NAND Flash)領域。其中，力晶自行開發的70奈米NAND Flash產品已量產出貨。茂德則加入台灣創新記憶體公司 (TIMC)主導的研發聯盟，投入NAND Flash雙子星技術開發；初期將鎖定行動通訊應用，開發中低階產品。

此外，力晶也與日本瑞薩共同開發12吋面板驅動IC產品。

DRAM廠多元化經營，除可讓不具生產標準型DRAM成本效益的產能，得以發揮殘留價值，同時可減緩營運波動；對台灣DRAM產業穩定發展也頗具正面意義。

	2010.07.06
	中央社
	DRAM廠力晶科技 (5346) 今天宣佈上半年營運結果，自結稅後淨利達新台幣102.7億元，若以減資後股本561億元計，每股純益達1.87元。

	2010.07.06
	時報資訊
	針對韓國三星將斥資20億美元擴產一事，黃崇仁指出，當前DRAM產業競爭的決勝點是資金而非技術，三星目前市占率33%，未來以四成為滿足點。三星為避免遭反托辣斯控訴，並不希望台灣同業倒閉，但若對手非理性擴廠，三星必然會祭出價格戰，以三星的資金、技術，必然是最後贏家。

針對DRAM產業供需狀態，黃崇仁指出，由於智慧型手機、電子書與3D TV等新應用，加上產能擴張有限，預料DRAM價格將有支撐，黃崇仁預期第三季DRAM價格穩定，可能在第二季價格上下一成以內，至於第四季，10月價格還OK，但11、12月會略微降下來，DDR3 1Gb有可能會跌破2美元，但成本也降下來了。

	2010.07.06
	中央社
	力晶科技 (5346) 董事長黃崇仁今天強調，力晶沒有資金及技術問題；若DRAM價格能夠持穩，力晶今年營運可望脫胎換骨，財務結構及獲利表現將優於2006年的高峰。黃崇仁表示，力晶自去年紓困至今年 6月底已償還新台幣491.45億元負債，未來將持續償還負債，預計今年將償還銀行負債280億元，約佔銀行負債的4成。黃崇仁指出，明年負債比盼能降至3分之1；在經歷金融海嘯後，力晶未來將會根據市場狀況及新技術發展進行合理擴張，並轉為著重股東權益報酬率及投資報酬率，期能建立穩健、可持續的營運模式。力晶也將發展多元化產品及業務，以降低景氣循環的衝擊，黃崇仁說，目前標準型動態隨機存取記憶體 (DRAM)產能將維持8萬片規模，其餘4萬片產能則投入代工領域，未來將朝代工比重4成邁進。

	2010.07.06
	鉅亨網
	黃崇仁表示，以目前情況看來，DRAM價格年底前應可持穩在2-2.5美元之間，今年年底全年獲利會超過2006年最賺的情況。他說，回想去年第一次還ECB時可用資金只剩5億元，但到今年6月底已經還掉491億元，還能賺錢，「誰能想得到我們可以一年脫胎換骨。」力晶嚴格控制製程轉換成本，到今年第4季全數轉換成63奈米，明年第1季則試產45奈米，總共只花130億元，由此也驗證，力晶和夥伴Elpida決定使用鋁製程並且直接跳過50奈米，直接轉至45奈米，是最正確的決定。目前力晶將DRAM產能維持在8萬片，其餘的4萬片則供為代工之用。黃崇仁表示，消費性產品與通訊產品的記憶體代工需求非常強勁，把產能全部吃掉，目前代工占營收1/3，DRAM占2/3。

	2010.07.06
	中央社
	展望未來，黃崇仁說，由於去年全球DRAM廠並無興建新廠，因此，下半年供給面應不會有問題；只是中國山寨手機需求降溫，另外，歐洲市場需求也為DRAM市場需求添增變數。黃崇仁同時表示，三星目前已搶下全球DRAM市場33%市佔率，未來將以4成市佔率為滿足點，並不會再打壓價格損害自身利潤，因此，2007年至2009年全球DRAM產業不景氣情況應不會再發生。

	2010.07.06
	鉅亨網
	黃崇仁：2010-2012年將是DRAM產業最平穩的3年

DRAM大廠力晶科技 (5346) 董事長黃崇仁今天在記者會上表示，只要DRAM廠商不要自己盲目擴張，亂蓋新廠，那麼以目前的供需狀況看來，從現在到2012年，DRAM產業將度過最平穩的3年。

黃崇仁表示，DRAM會在2008年底、2009年受到全球經濟衰退的衝擊而跌得那麼慘，也是因為從2001-2008年共建了20個新廠，變成供過於求的狀況，才造成後來的崩盤。黃崇仁表示，DRAM產業競爭的決勝點是資金而非技術。三星目前已取得全球DRAM市場33%的占有率，未來將以40%為滿足，剩下60%給其他對手分也夠了，沒有必要打壓價格來損害自身利潤；同時他們也擔心反托辣斯的控訴，因此不會希望台灣的同業倒閉，但若對手非理性擴廠，三星也不會畏戰，以三星的資金、技術和市占率，必然是最後的贏家。力晶從去年學到的重要教訓就是永遠不要盲目擴張，絕對不能讓負債比率過高。當他去年拒絕接受政府紓困時，很多人都不看好力晶，但他當時做了一件破釜沉舟的事情，就是寫了40幾封信給金控和債權銀行，告訴他們不接受紓困，但會還錢。他說三星總裁曾說過，"如果沒有技術的更新，就不要亂建廠"，他現在非常同意。今年因為沒有新廠，所以整個DRAM的行情就好起來了。

	2010.07.06
	工商時報
	小摩看DRAM廠 看法趨悲觀

摩根大通指出，對DRAM產業基本面看法轉趨保守的主要原因有2項：一、DRAM顆粒出貨成長率可能會比預期來得慢；二、下半年DRAM 價格恐會面臨壓力；因此，不管南亞科或華亞科，未來股價上漲空間已有限，但基於獲利轉機（turnaround）題材考量，下檔空間亦有限。　摩根大通證券之所以調降南亞科投資評等，隱憂考量點主要有3項：一、50奈米產出趨緩，不利於成本下降優勢；二、下半年PC需求不確定性 增加；三、DRAM價格壓力將會轉趨沈重

	2010.07.06
	聯合晚報
	力晶上半年獲利102億 創新高

	2010.07.06
	經濟日報
	力晶長線 大摩不看好

	2010.07.06
	精實新聞
	力晶：無資金技術問題，全年獲利力求超越06年

	2010.07.06
	中央社
	黃崇仁:下半年DRAM不致崩盤

	2010.07.06
	鉅亨網
	黃崇仁：誰能想到我們能脫胎換骨？今年將是力晶最賺錢的一年

	2010.07.06
	時報資訊
	黃崇仁：三星應不願打壓DRAM價格，估Q3價穩

	2010.07.06
	時報資訊
	力晶砸130億元，H2轉進63、45奈米

	2010.07.06
	鉅亨網
	黃崇仁：2010-2012年將是DRAM產業最平穩的3年，DRAM大廠力晶科技 (5346) 董事長黃崇仁今天在記者會上表示，只要DRAM廠商不要自己盲目擴張，亂蓋新廠，那麼以目前的供需狀況看來，從現在到2012年，DRAM產業將度過最平穩的3年。黃崇仁表示，DRAM會在2008年底、2009年受到全球經濟衰退的衝擊而跌得那麼慘，也是因為從2001-2008年共建了20個新廠，變成供過於求的狀況，才造成後來的崩盤。

	2010.07.07
	時報資訊
	大和國泰：南科轉換製程不順 DRAM產能吃緊

	2010.07.07
	時報資訊
	力晶董事長黃崇仁表示，2012年之前力晶不蓋新廠只有製程升級

	2010.07.08
	鉅亨網
	摩根士丹利證券科技產業分析師王安亞發佈研究報告指出，力晶 (5346) 第2季在DRAM價格持穩而明年轉移製程至45奈米的資本支出極低的情況下獲利成長，但明年卻可能因為缺乏浸潤式設備生產經驗而有製程轉移不順的問題。

王安亞指出，在市場完全消化DRAM價格在下半年和明年上半年下跌的風險之後，且力晶證明45奈米製程轉移順利，才會考慮上調評等。

	2010.07.08
	時報資訊
	《外資》美林：華亞科產能降，Q3 DRAM供給恐短缺

	2010.07.12
	經濟日報
	三星十年斥資203億美元 跨足五領域南韓三星集團11日宣布，將於十年內斥資23.3兆韓元（203億美元）投資醫療與環保科技等五大事業，預估2020年前這些新投資的事業可為集團帶來50兆韓元（444億美元）的年營收。 

三星集團因預估固有事業的營收將下滑，力求多樣化經營以提振營收，計劃於2020年前以23.3兆韓元投資太陽能電池、油電混合動力車充電池、發光二極體（LED）科技、生技製藥與醫療器材等事業，屆時可望創造約4.5萬個工作機會與50兆韓元的年營收。

	2010.07.13
	工商時報
	台灣DRAM廠今年資本支出 共1,001億元

	2010.07.21
	精實新聞
	三星領先業界採用30奈米製程量產2Gb DDR3 。

	2010.07.21
	中央社
	製程轉換不如預期 華亞科、南科Q2續虧 調降位元出貨成長在製程轉換不如預期下，華亞科第2季淨損18.1億元，虧損幅度擴大，每股淨損0.39元，上半年虧損33.7億。而南科上季淨損10.24億元，每股淨損0.3元，上半年虧損26.4億。

	2010.07.22
	聯合報
	扶持DRAM 台塑集團今年砸880億。

	2010.07.22
	時報資訊
	南科：需求冷到9月，下半年DRAM價緩跌。

	2010.07.22
	時報資訊
	南科、華亞科上調今年資本支出至300億、580億元

	2010.07.23
	工商時報
	南韓海力士周四公佈第2季財報，淨利達6,648億韓元（約5.5億美元）。

	2010.07.23
	中央社
	力晶科技董事長黃崇仁表示，近期DRAM價格走跌，是自然性跌價，並非惡性競爭跌價，他對DRAM後市展望依然樂觀，預期DRAM產業可望維持2、3年穩定期。

	2010.07.24
	工商時報
	DRAM價 南科看跌力晶樂觀。

	2010.07.27
	工商時報
	DRAM增資 政府鐵腕把關，針對景氣容易暴起暴落、動輒 一年虧掉大半個股本的DRAM大廠海內外增資案，證期局展現為投資大眾嚴格把關的態度，昨（26）日擋下力晶、南亞科兩大DRAM廠增資案，前者是負債比 過高而被退件。

	2010.07.29
	精實新聞
	日本記憶體大廠爾必達29日公佈財報，第二季淨利為307億日圓，

	2010.07.30
	鉅亨網
	集邦：全球DRAM廠Q2營收107億美元 季增率15%

	2010.07.31
	工商時報
	三星：仍看好DRAM第3季旺季效應三星半導體第2季營收達9.53兆韓元，合新台幣約2,563億元，，上 一季獲利等於達新台幣792億元三星：仍看好DRAM第3季旺季效應Q2獲利逾8成 三星：已觸頂

	2010.08.02
	精實新聞
	全球DRAM廠Q2營收季增15%，龍頭三星佔34%以第二季各家DRAM廠的市佔率排名來看，第一名仍為三星，市佔率33.9%；海力士21.4%、爾必達18.3%、美光13.7%、力晶4.8%、南科4.5%、茂德1.7%、華邦(2344)1.7%、其他1.6%。

	2010.08.05
	時報資訊
	集邦：全球DRAM廠無擴產計畫，Q2產出僅季增10%根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門DRAMeXchange的調查，今年全球DRAM廠皆無擴大產能的計畫，主要布局製程轉進，根據集邦科技統計，第二季投片量僅比第一季微幅增加約3.8%，產出約增加10%。集邦科技指出，今年第二季營收在DRAM合約價格穩定上揚及產出持續增加，全球DRAM產業第二季營收達107億美元(10.70 Billion USD)，較首季的93億美元(9.29 Billion USD)，成長約15%。

	2010.08.06
	時報資訊
	瑞薩擴大委外，力晶、頎邦吃

	2010.08.09
	自由時報
	力晶黃崇仁自誇 奇蹟製造者力晶（5346）今年上半年獲利破百億元，重登台灣DRAM業龍頭廠，營運否極泰來，董事長黃崇仁最近現身公開場合總是眉開眼笑，自稱是DRAM業「奇蹟製造者」。

	2010.08.10
	精實新聞
	iSuppli：今年下半DRAM市場恐面臨短缺

	2010.08.12
	中央社
	瑞晶40奈米製程試產成功今天宣布，成功完成爾必達40奈米2GbDDR3試產，年底前可望全面導入40奈米製程量產。

	2010.08.17
	資策會產業情況研究所(MIC)
	MIC：2012年前DRAM容量需求每年成長逾4成資策會產業情況研究所(MIC)預估今年DRAM容量需求將成長44%，其中標準型DRAM成長42%、利基型DRAM更將成長49.9%，表現搶眼。到了2012年，預估整體DRAM市場仍將有47.3%的成長，其中標準型DRAM、利基型DRAM成長幅度分別為51.3%、37.7%，而標準型DRAM最關鍵的成長動能，將來自於DDR3 2Gb成為市場主流，PC搭載容量大幅提升。

	2010.08.18
	精實新聞
	力晶納入MSCI成分股，獲利佳雀屏中選摩根士丹利(MSCI)公布最新的季度調整結果，其中上半年獲利表現突出的力晶(5346) 雀屏中選，力晶表示，這次再度被列入MSCI成分股，也代表著公司的競爭力、獲利能力重新獲得肯定。

	2010.09.01
	精實新聞
	惠普、Hynix攜手開發ReRAM 目標取代快閃記憶體惠普(HP)於美國股市31日盤後宣布，該公司已經跟南韓記憶體晶片大廠Hynix Semiconductor Inc.簽訂聯合開發協議，雙方將攜手開發新材料以及製程整合技術，將一種名為憶阻器(memory resistor；簡稱「memristor」)的新型電路元件商用化為新型非揮發性電阻式隨機存取記憶體「ReRAM」

	2010.09.06
	Gartner研究副總Andrew Norwood
	Gartner看衰後市，DRAM廠將陷入2年衰退Gartner研究副總Andrew Norwood表示，今年年初，DRAM市況供不應求、價格往上攀升，比照現今情況卻是需求疲軟、價格下滑，而DRAM產業經過今年強勁的復甦之後，2011年將開始步入衰退，預估DRAM廠營收將下滑7.2%，1Gb平均價格下跌41.6%來到1.54美元；到了2012年，DRAM營收以及1Gb ASP更將分別衰退29.1%、55.7%。從2011年開始，DRAM廠營收又將陷入2年衰退局面，到了2013年才會回到成長軌道，呈現以2年為週期的景氣循環。回顧2001年到2009年，Andrew Norwood表示，全球前8大DRAM廠在這段期間共虧損了110億美元，如果扣掉三星的話，虧損金額更高達130.6億美元。現在預估三星、海力士、爾必達、美光、力晶(5346)、華亞科、南科這7家公司從2009年到2012年期間將可以獲利85億美元，其中以三星獲利能力最強，三星在新的12吋晶圓廠於2011年第四季開始投產之後，三星的市佔率將可以從目前的35.3%提升至40%，2012年更可能達到50%的市佔率。
作者舉出Gartner於預測2010年後才反彈結果提早一年2009年中就大幅反彈。

	2010.09.08
	工商時報
	三星示警 DRAM景氣到頂。

	2010.09.08
	自由時報
	三星半導體社長︰下兩季DRAM恐供過於求。

	2010.10.13
	精實新聞
	爾必達、Sharp傳將攜手研發次世代記憶體ReRAM。

	2010.11.01
	時報資訊
	重挫15%！DRAM合約價跌破1.5美元DDR2、DDR3顆粒價格率先雙雙跌破1.5美元，十月下半月合約價跌幅約一成五，模組跌破30美元關卡。

	2010.12.01
	時報資訊
	全球DRAM Q3營收僅季增3.4%，三星市占率達4成。

	2010.11.08
	經濟日報
	黃崇仁看DRAM市況 及台灣DRAM廠產能規劃，明年第一季就能回春向上，2012年DRAM廠會「過得很舒服」，盛況可延續至2015年。 

	2010.11.08
	中央社
	拓墣產業研究所預估，DRAM產值明年恐修正2成。

	2010.11.12
	時報資訊
	DRAM現貨續跌，衝擊台系廠商DDR3 1Gb有效測試顆粒價格大跌5％，均價僅1.52美元，最低價甚至已經達1.47美元，昨（11）日品牌顆粒加碼下跌，DDR3 1Gb品牌顆粒重挫5.01％，均價僅1.44美元，低價方面下探1.35美元。

	2010.11.15
	時報資訊
	DRAM合約價再跌8%，創今年新低本月上旬DRAM合約價於今日開出，持續下跌近8%，DDR2、DDR3顆粒合約均價皆跌破1.5美元，至1.41美元，再創今年新低價。

	2010.11.15
	聯合晚報
	瑞銀小摩 看壞DRAM。

	2010.11.16
	經濟日報
	集邦：本季DRAM看跌三成。

	2010.11.16
	中央社
	美林：明年記憶體價格跌4成，美林預估2011年DRAM銷售由原預估的420億美元降為370億美元。

	2010.11.17
	自由時報
	外資紛看空 DRAM股續重挫。

	2010.11.17
	聯合報
	力晶：明年第二季 DRAM市況將好轉

	2010.11.25
	時報資訊
	DRAMeXchange預期DRAM價明年Q1、Q2落底，H2回穩。

	2010.11.29
	時報資訊
	DRAM合約價重挫破底，力晶展延貸款力晶董事會已決議與銀行進行二次債務協商，希望能將400億元的中長期貸款，採取「先償還利息、不還本金」的作法，減少資金壓力。

	2010.12.06
	精實新聞
	IEK：台系DRAM廠明年將陷入負向循環

	2010.12.07
	中央社
	瑞銀降DRAM族群目標價瑞銀重申賣出評等，並將力晶、南科及華亞科目標價，由4.9元、9.1元及9.7元降至3.7元、7.2元及9.2元

	2010.12.07
	經濟日報
	瑞銀：南科華亞科 明年大虧

	2010.12.13
	時報資訊
	DRAM合約價續創新低，但股價補漲根據集邦科技調查，12月上旬合約價持續跌勢，DDR3 1Gb顆粒均價大跌10.66％，均價1.09美元，報價介於1.03美元~1.16美元。1Gb eTT(有效測試顆粒)均價今天也跌破1美元關卡，滑落至0.98美元。

	2010.12.14
	精實新聞
	國研院：已開發出9奈米記憶體， 5-10年進入量產已開發出9奈米功能性電阻式記憶體(P-RAM)陣列晶胞，容量比現行快閃記憶體增加約20倍，耗電量則降低約200倍尤以DRAM及快閃記憶體於2015年可望進入全新時代，產值亦將加倍成長。

	2010.12.21
	精實新聞
	爾必達宣布明年Q1量產30nm製程4GB DDR3SO-DIMM

	2010.12.21
	精實新聞
	Hynix無意減產DRAM 預期報價最快在Q1觸底

	2010.12.21
	時報資訊
	DRAMeXchange：DRAM合約價續跌10%，估DDR3 1Gb於Q1落底根據DRAMeXchange的調查，12月下旬合約價持續下跌，DDR3 2GB的合約均價從20美元(1Gb 1.09美元)下跌至18美元(1Gb為0.97美元)，跌幅10%，低價成交價更下探至17美元(1Gb為0.91美元)價位，跌幅10.5%。

	2010.12.23
	中央社
	DRAM破1美元 後市仍看跌，集邦科技即預期，DDR3 1Gb價格將有3至6個月維持在1美元以下低水位，明年下半年DDR3 1Gb價格才可望回升至1.2至1.3美元水準。

	2010.12.23
	精實新聞
	美光：12月至2月DRAM、NAND報價將跌25%、10%

	2010.12.23
	精實新聞
	茂德與爾必達簽定MOU，鎖定利基型市場 ，將採用爾必達授權之60奈米技術生產利基型記憶體，例如Mobile DRAM等，並可以自有品牌進行銷售。

	2010.12.29
	經濟日報
	DRAM行情 宇瞻樂觀，動態隨機存取記憶體（DRAM）價格跌勢不止，但記憶體模組大廠宇瞻科技（8271）則提出有別於市調機構的觀點，強調主流DDR3 2Gb DRAM模組售價跌破20美元，明年將有助提升個人電腦（PC）搭載率，讓DRAM價格止跌回升。

	2010.12.31
	精實新聞
	DRAM廠轉戰非記憶體代工 2011年新趨勢DDR3 1Gb繼跌破DRAM業者成本價約1.5美元之後，又已瀕臨到0.8-0.7美元的現金成本價(不包含折舊)，接下來更將力守變動成本價，也讓DRAM業者轉型迫在眉睫。除了國際DRAM廠包括三星、爾必達均大舉拉高Mobile DRAM生產比重之外，國內DRAM廠也轉向代工領域懷抱，又以力晶(5346)的動作最為積極，茂德(5387)也已經跟進，南科(2408)也希望盡快提高非標準型DRAM業務。南科接下來的長期規劃是提高非標準型記憶體比重，包括伺服器、Mobile、特殊型等記憶體，希望在2年後以提升至50%，較目前20%大幅成長。

力晶日前也降低標準型DRAM產能，轉戰代工領域，目前超過5萬片月產能均以代工業務為主，除了利基型DRAM之外， LCD驅動IC的訂單量逐漸放大，同時也獲得Maxim的類比IC代工訂單。

茂德日前也將組織調整為記憶體事業部及代工業務事業，其中代工業務也開始跨足到LCD驅動IC，成為第二家以12吋廠生產LCD驅動IC的DRAM業者。

	2010年
	
	台灣DRAM廠合計大賠218億台幣(力晶獲利39億台幣，瑞晶獲利125億，台幣南亞科賠150億，華亞科賠106億，茂德賠 126 億)

	2011.01.04
	鉅亨網
	過不了幾季好光景 DRAM廠的寒冬又來了！2010年年初DRAM報價出現反彈向上的走勢，讓財務告急的力晶鬆了一口氣，不過下半年接踵而來的報價探底，台灣DRAM廠2010年營運就像溜滑梯一路向下，而未來也仍將持續陷入資金短缺與提升製程的苦戰，兩者之間環環相扣，製程轉換時程落後，將使產品在市場上不具有競爭力，進而導致資金吃緊，而資金不足，將使製程不斷落後，如此惡性循環也耗損著台灣DRAM產業的競爭力。

	2011.01.10
	中央社
	DRAM合約價續破底，集邦預期，DDR3 1Gb價格恐將有3至6個月時間維持在1美元以下低水位，DRAM價格可望在4月落底。

	2011.01.11
	經濟日報
	力晶40奈米DDR3 2Gb DRAM正式投片，今日宣布正式展開2Gb DDR3 DRAM 40奈米製程投片量產，加上自瑞晶電子取得的產能，力晶可望提前在第一季大量運交2Gb DDR3DRAM；同時，消費性電子市場的前景看好，下游客戶積極預訂產能，再加上自力研發的40奈米快閃記憶體開始出貨，將帶動下半年晶圓代工和自有產品業務比例揚升，力晶營運新策略的績效將逐漸顯現。

	2011.01.12
	鉅亨網
	1月上旬合約價DRAM續跌 市場預期Q1落底1月上旬DDR3 1Gb品牌顆粒均價為0.91美元，大跌6.17％，DDR3 2Gb品牌顆粒均價1.81美元，跌幅為6.7％。而在模組部分，2GB模組合約價在16-18美元，均價17美元，平均跌幅為5.56%。

	2911.01.13
	時報資訊
	台積砸29億買力晶地，蓋2座12吋廠晶圓代工龍頭台積電 （2330） 昨（12）日正式宣佈，以新台幣29億元價格，買下力晶 （5346） 位於竹科內園區三路、五路的12吋廠興建中基礎工程，包括力晶P4廠鋼骨建物及P5廠建廠用地等，力晶完成該筆交易之下，帳面虧損4.18億元

	2911.01.17
	中央社
	力晶下半年全面轉進40奈米力晶科技 (5346) 今天宣布，正式展開40奈米DDR3 2Gb 投片量產，預計下半年製程技術將全面轉進40奈米，第4季進一步推進至30奈米製程。除了自有40奈米DDR3 2Gb產品投入量產外，力晶表示，1月起也依協議向瑞晶採購DDR3 2Gb產品，有助動態隨機存取記憶體 (DRAM)業務加速跨入2Gb主流市場。

	2011.01.18
	黃三本
	研究報告台灣DRAM產業難整合的永續經營最佳策略是轉型

表16指出DRAM產業未必如媒體所報導那麼悲觀原因是全球產能因轉型而減少/台灣DRAM業者轉型作代工/ NAND FLASH需求的排擠/未來一年全球無新產能/中下游廠商庫存低/先進製程導入的產能損失/風水輪流轉景氣好轉。
表19台灣DRAM廠為何一定要轉型?原因為與台積電代工產值嚴重偏低/製程進階成本降低趕不上價跌/與代工相比產值偏低/ DRAM價格波動太劇烈/台灣業者獲利較難。

	2011.01.19
	時報資訊
	外資》麥格理：DRAM價Q1落底，台廠看好華亞科。

	2011.01.20
	DRAMeXchange
	集邦：DRAM合約價落底 Q2前可望反彈20-25%。根據集邦調查表示，DDR3 2GB均價約17美元，低價成交價約在16美元價位左右，跌幅已縮小至5-6%，現貨市場方面，今年1月以來，DDR2與DDR3皆呈現持穩的價格走勢，DDR3 1Gb約在0.84美元在2010年第3季DRAM廠市佔率調查中，韓系DRAM廠已佔全球市佔率約61.2%，三星一舉超過40%的市占率。在韓系DRAM威脅下，台系DRAM也積極往新製程轉進或是轉型生產非標準型記憶體以強化市場競爭力。

	2011.01.24
	精實新聞
	力晶要轉型!黃崇仁：晶圓代工、FLASH並進。

	2011.01.24
	中央社
	南科華亞科擴大利基記憶體業務。

	2011.01.24
	中央社
	南科華亞科Q2同轉進42奈米。

	2011.01.24
	時報資訊
	南科去年第四季稅後淨損擴增至101.22億元，華亞科稅後淨損46.02億元；單季每股淨損分別為2.5元、1.01元；2010年全年兩家公司虧損均破百億元，分別為淨損151億元、105.94億元。

	2011.01.25
	精實新聞
	美光、Hynix創近9個月新高 三星稱DRAM價格Q1反彈。

	2011.01.25
	時報資訊
	法說後，小摩喊賣南科、華亞科，美林降南科目標價將南科目標價降至9元，華亞科目標價則維持為8.5元。

	2011.01.27
	精實新聞
	Hynix Q4淨利大減83% 受產品均價下滑影響，淨利僅達1,101億韓圜(9,870萬美元)，較09年同期的6,568億韓圜大減83%。

	2011.01.27
	精實新聞
	DRAM廠積極投入Mobile DRAM，市場憂過熱。

	2011.01.27
	DRAMeXchange
	現貨價格DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz大漲10.81% 

 HYPERLINK "http://www.dramexchange.com.tw/Price/NationalDramDetail.aspx" DDR3 1Gb 128Mx8 eTT大漲7.89%。 

	2011.01.28
	DRAMeXchange
	現貨價格DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz再漲10. 1% 

 HYPERLINK "http://www.dramexchange.com.tw/Price/NationalDramDetail.aspx" DDR3 1Gb 128Mx8 eTT再漲7.89% 。

	2011.01.31
	中央社
	力晶去年每股純益0.71元，力晶科技 (5346) 自結去年稅後淨利新台幣39.1億元，力晶單季稅後淨損達83.3億元，其中，存貨跌價損失達43.2億元。

	2011.01.31
	中央社
	力晶標準型DRAM由爾必達賣力晶科技 (5346) 今天宣布，擴大代工業務，未來標準型DRAM產品將由爾必達(Elpida)統籌銷售，預期今年底代工及快閃記憶體比重將逾5成。

	2011.01.31
	精實新聞
	擺脫PC景氣循環，力晶要當DRAM代工龍頭廠，力晶將逐漸轉型為專業晶圓代工廠，技轉、研發費用將大幅降低，有效改善成本結構，預估今年底之前，代工以及NAND Flash的產能比重將大幅拉升到50%以上。

標準型DRAM部分，力晶已經在晶圓代工以及自有NAND Flash(快閃記憶體)產品兩大領域耕耘多年，其中在晶圓代工部份，可以說是全球唯一一家DRAM代工廠，除了利基型等DRAM代工產品之外，現在也成功跨足的非記體領域包括LCD驅動IC、CMOS影像感測IC、電源管理IC等，也是業界唯一採用12吋晶圓代工生產（除電源管理IC有德儀用12吋廠生產之外），甚至與龍頭大廠台積電(2330)的業務沒有任何衝突。

黃崇仁進一步說明，現在LCD驅動IC代工是最重要的一塊業務，國內外的驅動IC設計業者都是公司客戶，在客戶需求急遽攀升，預計今年年底之前，LCD驅動IC的總產能將達2萬5千片/月。

另外，非記憶體晶圓代工的部分還包括CMOS Image Sensor（影像感測IC），黃崇仁預估，該產品今年至少缺貨量高達3億到4億顆，需求非常強勁。電源管理IC的部份，全世界只有2家公司用12吋生產，就是德儀以及力晶，而力晶採以12吋晶圓生產，一樣具有成本、技術等競爭優勢。

	2011.01.31
	精實新聞
	黃崇仁說，現在的力晶具有四大競爭力，包括成本結構、製造廠可以有效轉型、擁有技術以及客戶來源，尤其是12吋廠的折舊高峰已經過去，成本上將優於同業。力晶黃崇仁：八大因素使DRAM出現供需缺口，黃崇仁表示，八大因素包括，第一，PC/NB產業成長率預估10-15%，仍可以支撐標準型DRAM需求維持成長。第二，每部電腦的DRAM裝置量可望從2GB提升至4GB，因此就顆粒數需求來看，將明顯增加。第三，DRAM市場主流將從1Gb轉換為2Gb，以顆粒數量來計算，約減少20%的供給量。

第四，行動應用興起，Mobile DRAM使用量大增，將會排擠標準型DRAM產能。第五，今年NAND Flash需求可望倍增一倍，包括三星、美光等大廠均將重心轉移到NAND Flash上面。 第六，2008年到2011年，全球DRAM產業沒有新產能開出。第七，預估全球約有20萬到25萬片12吋晶圓DRAM產能將被移轉，不再投產標準型DRAM。第八，各大DRAM廠商40、30奈米製程技術升級時間延長。

	2011.01.31
	中央社
	力晶標準型DRAM由爾必達賣，力晶也將與爾必達在標準型DRAM更緊密合作，未來力晶製造的標準型DRAM產品將由爾必達統籌銷售；未來標準型DRAM也將成為力晶代工業務的一環，將可降低技術移轉與專利授權相關支出，減緩DRAM市場波動劇烈對營運的影響。

	2011.01.31
	中央社
	技術弱 台DRAM廠被迫轉型，繼華邦電之後，力晶科技也決定淡出標準型DRAM市場。業者表示，技術競爭力弱，及未來投資金額龐大，是迫使國內DRAM廠不得不轉型的主要原因。除了力晶外，包括台塑集團旗下DRAM廠南科及華亞科也紛紛計劃擴大利基型記憶體業務；在DRAM製造廠紛紛移轉產能生產利基型記憶體趨勢下，仍可望為標準型DRAM市場帶來一線生機，

就供應鏈方面來說，業者指出，台灣DRAM廠在技術能力與產量規模上，確實難與韓國三星 (Samsung)競爭，短期三星位居全球DRAM龍頭地位，難以撼動。

業者表示，DRAM產業要技術生根，不僅要長時間耕耘，也要投入大量資金，此外，還要有大規模產量才能夠攤提大量投入的研發成本，若無政府強力奧援，單獨的企業恐難以達成。

除了技術競爭力弱外，業者指出，未來推進至18吋晶圓領域，投資金額將更加龐大，都是DRAM廠將面臨的考驗，相信這也是國內DRAM廠紛紛被迫轉型的主要原因。

	2011.01.31
	經濟日報
	IC Insights：18吋晶圓量產 會遲至2017年後，市調IC Insights表示，原本預期最早將在2015或2016 年實現的18吋晶圓量產可能延後；由於半導體設備業者暫緩18吋晶圓技術投資與研發活動，18吋晶圓量產時程會遲至2017或2018年。

	2011.01.31
	聯合晚報
	循茂德模式 力晶、爾必達擴大合作，DRAM大廠力晶科技 (5346)下午舉行年終記者會，由董事長黃崇仁親自主持，除公布去年度自結財報外，也宣布與日商爾必達 (Elpida)的擴大合作，未來爾必達將循「茂德模式」，取得力晶現有標準型DRAM產能，而力晶則取得爾必達的行動式記憶體 (Mobile DRAM)技術，轉型晶圓代工，爾必達整合力晶、茂德現有DRAM產能，持續擴大DRAM市占率，達到「聯台制韓」目的。力晶目前已有面板驅動IC的訂單，且是以全球領先以12吋晶圓生產，接下來還會有新客戶、新訂單陸續加入，現階段每月約有5萬片的晶圓代工產能。 

該公司目前12吋晶圓廠的月產能仍有達12至13萬片，據了解，爾必達為擴大DRAM市占率，已不在日本本土擴充DRAM產能，而以積極整合台灣產能為主，目前已先整合茂德產能，若未來將力晶現有8萬片DRAM產能，改打爾必達品牌，爾必達將有機會與南韓業者一決高下。

	2011.02.01
	經濟日報
	蘋果效應 力晶不再押寶PC，黃崇仁坦言：「過往的營運模式很有問題」，尤其蘋果帶動智慧手機與平板電腦熱潮，改變過往PC主導地位，「非轉型不可」。 

黃崇仁指出，未來蓋一座新的DRAM廠資金要上千億元，「力晶不會再做砸大錢，但卻賺不到錢的事」，要向台積電看齊，尋求穩定獲利。 

他強調，蘋果崛起後，一改過去近20年微軟與PC業主導電子業發展的狀況，衝擊PC業甚劇。一旦PC產業成長停滯，高度倚賴PC的DRAM也不會好到哪，力晶「不能繼續押寶在PC上」。力晶現有設備可供發展至20奈米世代技術，可滿足未來三至四年需求，代工鎖定記憶體與特殊應用，與台積電專注邏輯代工不同，不會有與台積電競爭的問題。他說，力晶目前代工訂單客戶明確，也與智慧手機及蘋果沾上邊。

	2011.02.10
	經濟日報
	爾必達：DRAM 5月恐缺貨坂本幸雄昨天透過越洋視訊舉行記者會，為爾必達來台發行台灣存託憑證（TDR）造勢，他預期2Gb DDR3晶片3月中旬報價將達3美元，意味短期內價格將再漲三至五成。業者指出，3美元價位可讓所台灣DRAM廠獲利，告別虧損。

	2011.02.14
	經濟日報
	全球第三大DRAM廠爾必達（Elpida）宣布，透過瑞晶（4932）的研發生產中心，完成全球第一顆1Gb容量立體型DRAM晶片，可縮小晶片體積三成，將做為開發下世代20奈米製程基礎。爾必達台灣存託憑證（TDR）今（14）日起詢圈，25日掛牌。

	2011.02.17
	中時電子報
	DRAM回春？「補庫存力道浮現」

	2011.02.25
	經濟日報
	Elpida TDR在台灣上市，爾必達目標成為全球DRAM龍頭，若與台灣合作夥伴力晶、瑞晶、茂德、華邦等整合，全球市占可達四至五成，將超越三星。爾必達終極目標是不花任何一毛錢，透過換股方式與台廠整合，但目前沒有與任何台廠取得共識或定案。土反本幸雄指出，平板電腦勢必會取代傳統小筆電，DRAM廠要尋求新利基。

	2011.02.25
	精實新聞
	台廠反對 爾必達放棄台日整併計畫， Elpida社長坂本幸雄25日在台北接受專訪時表示，已放棄和台灣DRAM廠進行整併的計畫，主因為列為整併對象的台廠反對，惟坂本幸雄重申，目前仍考慮收購茂德(5387)股權。坂本幸雄並指出，計畫和台廠合作進軍中國大陸市場，惟坂本幸雄並未就合作對象及進軍時間點多作說明。

	2011.02.26
	中時電子報
	前後不同調？爾必達放棄台日整併計畫，
彭博社報導，坂本幸雄接受專訪時指出，因為台灣廠商的反對，爾必達已放棄與台灣DRAM廠的整併計畫，但仍然考慮收購茂德股權，並計畫與台灣廠商進軍中國大陸市場，對合作對象與進軍時間點沒有具體說明。

台灣創新記憶體公司（TIMC）董事長宣明智也曾表示，爾必達沒有參股台灣DRAM廠的必要，因為在沒有參股下，爾必達對台灣DRAM廠已經有相當程度掌握，一旦參股之後，不僅必須認列轉投資虧損，也有關係上的牽絆，目前狀態，爾必達已可彈性運用台灣的產能。

	2011.07.08
	工商時報
	宣明智坦承不夠了解DRAM，宣明智表示，過去擔任TMC召集人沒有整合成功，因為他不在DRAM產業，不夠了解DRAM產業的問題，當初只是認為DRAM廠有產能、又靠近市場，只要賣出產品就可以，不過當時國內4家DRAM廠都各有各的想法，最後自然無法順利整合。

	2011年
	
	台灣DRAM廠合計大賠1,075億台幣(力晶賠216億，瑞晶賠63億，台幣南亞科賠398億，華亞科賠209億，茂德賠 180 億)

	2012Q1
	
	台灣DRAM廠合計大賠220億台幣(力晶賠56億，瑞晶賠10億，台幣南亞科賠104億，華亞科賠44億，茂德未公布)


第二部  「兩兆双星」產業發展的瓶頸探討

產業特性
產業全球競爭的不確定性是最致命因素

圗1  規模經濟與競爭力關係


作者在台灣大學國際企業研究所在職專班碩士論文(2001.12.27)有下圖的論述：
(原文)圖6.2  半導體產業關鍵成功因素變化






資料來源:黃三本台灣大學國際企業研究所在職專班碩士論文(2001.12.27)
 (最右邊格2008年新加上作為18吋時代之競爭)

圖4.20  KSF Vs KSF


資料來源:黃三本台灣大學國際企業研究所在職專班碩士論文(2001.12.27)
圖2  產品競爭順序圖


 (原文)圖5.7產品線組合三度空間圖解















資料來源:黃三本台灣大學國際企業研究所在職專班碩士論文(2001.12.27)
作者早在2004.12.31完稿的雙星產業全球競爭的不確定性，文中也指出台灣DRAM及TFT-LCD產業未來不確定因素，然而業者似乎不在乎這不確定性。
(原文)圖13  台灣DRAM及TFT-LCD產業未來不確定因素


營運模式
圖3  雙星產業全球主要競爭者之願景與營運模式


圖4  DRAM產業大浩劫重創台灣廠商之原因


表4  台灣DRAM產業的致命營運模式
	因素

	付高價自國際競爭母廠技術移轉變成母廠的搖錢樹

	與技術母廠在同一市場競爭是犯大忌 

	規模超越技術母廠激發母廠自保心態

	重複投資加速耗損企業有限資源

	盲目投資終於種下2007-11年產業崩盤的惡因

	技轉費與硬體投資的龐大支出是業者淪入財務困境的元兇

	技術母廠更換頻繁賠上龐大製程更新費用


資料來源：黃三本
經營心態
表5  台灣DRAM與TFT產業今日為何變成「兩道流星」?
	因素
	DRAM
	TFT面板

	同業進行同質性

重復投資
	(2004-06年台灣DRAM業者都卯足馬力大舉擴建最先進12吋廠，以財務槓桿操作大量舉債作過度投資，種下財務危機遠因。

	(2004-07年業者都卯足馬力大舉擴建4-4.5-5-5.5-6代廠，只間隔0.5-1個世代的投資模式埋下致命的錯誤，以財務槓桿操作大量舉債作過度投資，種下財務危機遠因。

	引爆全球產能競賽
	(同質性的大規模投資引爆全球同業的產能競賽，種下2007-11年的漫長產業結構性產能過剩，2007年元月初到年底，DRAM價格暴跌93%。

	(台灣TFT業者在2004-07年大舉擴充，引爆全球同業產能競賽，2008年在全球7-7.5-8-8.5-10代廠產能密集開出後，終於引爆市場崩盤，面板價格狂跌，32吋面板由2004年初上市的US$1,500跌到現在US$130，根據DisplaySearch統計32吋LCD TV在2005年售價由US$1,566跌到2011年的US$319。

	財務是寅吃卯糧
	(製程進階快速，DRAM價格跌幅大於成本下降，長期賺少賠多，擴大舉債建新廠，寅吃卯糧的已埋下財務週轉不靈的禍因。

	(先進世代產能持續開出的排擠效應，導致落後世代產能過剩，不惜殺價搶市場，造成產品跌價而一發不可收拾。
(每年持續投入更先進世代廠的龐大資本支出遠大於淨現金流入，也種下寅吃卯糧的龐大負債。

	意識對決
	(業者彼此仇視及矮化同業，在輸人不輸陣的心態下，造成惡性對決，相互在耗損寶貴資源。
	(業者彼此仇視及矮化同業，在輸人不輸陣的心態下，造成惡性對決，相互在耗損寶貴資源。

	技術移轉費或共同操縱價格罰款
	(台灣DRAM業者過去每年付出150-250億技術移轉費的長期失血，不發生財務困境也難。
	(台灣TFT業者在近幾年被美國，歐盟及韓國控告共同操縱面板價格的罰款，總數超過五百億台幣。


資料來源：黃三本

表6 台灣TFT產業2008Q3-2011年嚴重虧損的原因
	因素

	錯誤的營運模式

	財務槓桿太高

	產能結構的落後

	業者欠缺全球產業競爭的前瞻視野

	業者短視近利的經營心態

	意識型態作祟及經營能力不足


資料來源：黃三本

圗6 產業全球競爭主客觀差異


力晶黃崇仁自誇 奇蹟製造者
自由時報更新日期:2010/08/09 04:11 
進入DRAM產業10多年，黃崇仁首次深刻經歷「DRAM產業變化之快，真是恐怖！」

黃崇仁語帶懺悔地表示，經過這次的財務危機，他不再像以前豪賭似地不斷投資擴產，讓公司陷入循環負債中；重視資本結構將是力晶未來的營運主軸。
黃崇仁：2010-2012年將是DRAM產業最平穩的3年
2010/07/06 20:20 鉅亨網 鉅亨網記者林昭儀 台北 
黃崇仁表示，DRAM會在2008年底、2009年受到全球經濟衰退的衝擊而跌得那麼慘，也是因為從2001-2008年共建了20個新廠，變成供過於求的狀況，才造成後來的崩盤。

1.93.7.15(2004.7.15) 給力晶董事長黃崇仁先生的信函建議。
建議力晶12吋三及四廠建廠延緩並修訂為18吋廠，結果力晶不但未接受，反而與Elpida公然向三星挑戰，因此引爆全球產能大競賽，力晶向旺宏又購入一座12吋廠，力晶及與Elpida合資的瑞晶各再建一座12吋廠，力晶已把這新廠賣給台積電，2007-12年Q1力晶大賠1,138億，1995-2012年Q1累計虧損663億台幣。
2.94.1.14(2005.1.14)向茂德董事長陳民良先生建議。
建議茂德中科的12吋廠B座，除非在2007年產能有需求再裝機，茂德等不及而提前裝機，才鑄成今日的困境，作者在2009.12.23以電子郵件建議茂徳董事長陳民良先生賣掉中科新的12吋廠，保留竹科已折舊完的12吋廠專攻落後型及利基型產品，結果茂徳以83億把竹科12吋廠產能2萬片賣給旺宏，獲利26億卻也在營運中虧掉了，若陳董接受建議則茂徳命運將大不相同， 2010-11年再多賠338億，當年茂德若賣掉中科新的12吋廠，約可賣720億用來還債變成無負債，使用竹科的12吋廠產能2萬片，好好經營，每年EPS 1.0-1.5元並不難，結果茂徳錯估形勢，弄得今日的慘兮兮的破產邊緣，2007-11年大賠1,004億，1995-2011年累計虧損709億台幣，這大概是茂徳的宿命吧?

3. 94.7.5 (2005.7.5)給華邦電徐英士總經理信函建議。
  建議華加強LCD DRIVER IC，並建議華邦在2006年後逐漸退出DRAM市場，因DRAM市場2006年後會變成殺戮戰場(果然成真)。但華邦電最要命的是非但未減少標準DRAM及加強並擴大LCD DRIVER IC，反而把可獲暴利的LCD DRIVER IC設計的子公司其樂達賣給聯詠，聯詠2010年大賺每股獲利7.39元，2011年每股獲利6.14元，華邦電2007-12年Q1賠197億台幣，1995-2012年Q1累計只小賠15.3億台幣，是台灣DRAM產業唯一全身而退的業者。
4. 94.7.27(2005.7.27)給南亞科母公司南亞塑膠總經理吳欽仁先生建議。
  建議南亞科不要投入自有12吋廠，否則2007年量產會正好碰上供過於求，但南亞科毅然投入自有12吋廠，量產開出果然碰上2007年的DRAM市場崩盤，重蹈2001年林口8吋二廠量產時，正好碰上前波DRAM市場崩盤，2007-12年Q1南亞科大賠1,349億，1995-2012年Q1累計虧損1,193億台幣，2007-12年Q1華亞科則大賠681億，1995-2012年Q1累計虧損452億台幣。
5. 2005年4月
作者建議奇美一位高階的成大老同學，建議奇美勿再擴建5-5.5代廠，一再建議讓他覺得不勝其煩，要作者以後別再跟他談面板的事，第三年有次聊天，這老友一出口就說三年前，奇美沒接受作者的建議實在是奇美最大的錯誤，今日奇美果然陷入5-5.5代廠產能過剩的困境，至少浪費無法回收的設備投資1,200億，及營運可能多虧600億以上，2008Q3-12年Q1大賠1,661億，1998-2012年Q1累計虧損898億台幣，到現在與老友談及面板產業，他還會喃喃的說，奇美幾年前投入太多的5-5.5代廠實在是致命的錯誤! 
6. 2005.8.23作者給彩晶焦董事長信函

建議彩晶出售3代廠，並建議跨越6代直接投入7代廠，彩晶最後出售兩座3代廠，彩晶2008Q3-12年Q1賠374億，1998-2012年Q1累計虧損285億台幣。
7. 2006.7.10作者建議華映不要再投入5代廠
與當時華映的邱副總(後來升為總經理 現已離職) 邱副總奉華映董事長與作者討論，在電話中辯得相當不愉快，邱副總電話中還信誓旦旦說華映經過詳細評估一定會投入，華映林鎮弘董事長的睿智決策，三天後媒體刊登華映取消投入5代新廠，節省不再投入的資金及免於擴大虧損，至少省下七八百億而逃過這一劫，華映2008Q3-12年Q1大賠881億，1998-2012年Q1累計虧損725億台幣。
8. 2009.12.11作者用電子信函建議友達李焜耀董事長
停止8.5代二期擴充改建10-11代，購倂華映，其中最大的收穫是與仁寶集團結合，再加上華映在大陸已有兩家大陸子公司已在大陸上市，這是非常有價值的，忘了新奇美的困擾，友達的真正對手是三星，LGD，SHARP，友達2008Q3-12年Q1大賠1,209億，1998-2012年Q1累計獲利451億台幣。
第三部  拯救DRAM產業的爭議

表7  台灣DRAM，晶圓代工及TFT廠固定資產投入及總負債與績效統計  億台幣
	
	股本
	固定資產
原始成本
	機器設備

投入
	總負債
	統計期間
	統計期間

累積獲利

	南亞科
	403(469)
	1,410
	1,324
	1,166
	1995-2011年
	-1,089.7

	華亞科
	464
	2,475
	2,165
	856
	1995-2011年
	-408.4

	力晶
	554(872)
	2,314
	2,194
	755
	1995-2011年
	-607.7

	瑞晶
	295
	662
	998
	318
	1995-2010年
	-52.0

	茂德
	254(726)
	1,250
	983
	698
	1995-2011年
	-709.5

	華邦
	367
	835
	640
	255
	1995-2011年
	-8.8

	DRAM合計
	3,193
	8.946
	8,304
	4,048
	1995-2011年
	-2,876.1

	台積電
	2,591
	12,128
	9,671
	1,306
	1995-2011年
	11,092

	聯電
	1,308
	5,501
	5,250
	470
	1995-2011年
	1,971

	代工合計
	3,899
	16,444
	14,921
	1,776
	1995-2011年
	13,063

	友達
	882
	7,160
	5,976
	3,044
	1998-2011年
	589.5

	奇美
	731
	4,566
	2,993
	4,399
	1998-2011年
	-490.97

	華映
	649(1,648)
	1,882
	1,200
	570
	1998-2011年
	-699.42

	彩晶
	585
	666
	624
	164
	1998-2011年
	-283.67

	TFT合計
	3,846
	14,158
	10,793
	8,177
	1998-2011年
	--622.06

	總計
	10,938
	39,485
	34,018
	14,001
	
	


資料來源：黃三本   註:除累積獲利到2011年底其餘統計到2011年Q3止

圖7  台灣「兩兆双星」產業價值鏈不整合對組裝代工的兩難困境

表8    三星布下狠招在全球DRAM產業一統天下

	三星的策略

	使用更先進製程的成本優勢打擊競爭者

	持續擴充產能

	交叉夾擊拖垮其他競爭者的財務

	一統全球DRAM產業


資料來源：黃三本

產業環境與競爭策略
作者在一篇台灣DRAM產業全球競爭因素分析 (2004.12.29完稿) ，文中對雙星產業非經濟景氣循環的因素及效應，以及台灣DRAM產業與晶圓代工的全球競爭問題有下列探討，各情境與2007-09年的景氣變化似乎很一致。
 (原文)表2  雙星產業非經濟景氣循環的因素及效應

	因素

	設備因素

	製程技術

	設備/製程

乘數效應

	技術/產品

生命週期縮短

	設備使用週期縮短

	規模競賽

	預期投機心理

	顧客之期待

	替代效應


第四部 高瞻遠曯的跨國整合再創台灣科技產業新契機

作者在2001年的國立台灣大學國企所在職專班碩士論文，就提出
圖4.21台灣四大DRAM廠合併營運模擬架構，當年就建議台灣DRAM產業作下列整合。
(碩士論文)圖4.21 台灣四大DRAM廠合併營運模擬架構

資料來源：黃三本台大國企所在職專班碩士論文

也驗證作者在一篇研究三星擴大投資震撼台灣並挑戰全球 (本文刊登於“新電子月刊”2010年7月號2010.5.19完稿)，文中圖2作者早已預料到全球DRAM產業必然會進行整合，果然就是現在台日美三國DRAM產業整合的進行式。

 (原文)圖2  美光，Elpida與台灣DRAM業者必須大整合以對抗三星

[image: image1]
資料來源：黃三本

圖7  企業營運成功的關鍵三步曲
漫天叫價
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 以技轉而過度擴充產能








 誤解擴充可解決技術及資本密集分攤率

















下游品牌通路





台灣電腦， LCD TV，手機，及家電組裝代工體系價值鏈





資料來源：黃三本








以宏觀視野看全球產業競爭環境之變化。


認真評估全球競爭者之優勢。


以全球競爭者為師改進經營。


重視全球競爭者之互動變化。





從台灣看世界





主觀心態





產業全球競爭�主客觀心態





從世界看台灣





 誤解規模愈大成本愈低的盲目擴充


規





規模經濟誤解解解





(全球同業有擴廠則一窩蜂全部跟進而且比大小。





(全球業者皆量產後造成產能過剩。








資料來源：黃三本








(為消化產能不擇手段搶奪競爭者客戶或市場而引起競爭者之反擊而爆發價格戰，產品價格暴跌。





(擴產量產後削價搶市場佔有率。














(永不休止的廝殺，產品價格暴跌，甚而跌破變動成本，變成沒有贏家而皆輸之殘局，只有產業領導廠以最先進製程具備成本優勢而可獲利。





覆巢之下無完卵
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產業產能過剩





擴充產能





DRAM、TFT-LCD全球競爭者同質性之營運模式





資料來源：本文製作





台灣DRAM的TFT-LCD產業未來不確定性





(兩大產業除DRAM負債比小於1，其他公司負債比例高，債務到期及可轉換公司債到期償債之不確定性。未來大幅擴充籌資之不確定。





(兩大產業之全球業者大幅度擴充產能，未來供需未平衡的景氣與市場風險不確定性。





(TFT-LCD IP掌控在日商，有技術授權之不確定性。


(DRAM產品及製程雙技術掌控在外商之不確定性。
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技術的不確定性
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資料來源:Clayton Christensen,Havard Business School,1997.“Pattern In The Evalution of Product Competition” 由黃三本圖解。











符合左列三條件價格乃是產品最終之競爭關鍵








產品使用性





再求產品使用之方便性
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碩士論文





資料來源:黃三本台灣大學國際企業研究所在職專班碩士論文(2001.12.27)








以知識經濟為主之科技研發創新型產業之核心在於研發及創新，由創新去創造首動利益才是競爭力之提升。


科技產業已演變成暴起暴落之不確性，欠缺核心能力，則規模愈大未見得可增加獲利，但在不景氣之價格戰將擴大虧損成最大輸家。
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以勞力密集之低工資製造代工，規模愈大則可創造更大的代工利益。


以勞力密集代工規模愈大則具備規模經濟效益性，也相等於競爭力之提升。
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朕即天下之狹隘視野。


矮化競爭者，膨脹自己。
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唯我獨尊無視競爭者之互動。


漠視競爭環境之改變。
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產業競爭模式
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資料來源：黃三本








DRAM產業大浩劫台灣廠商之原因





錯誤的營運模式
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(CPU被Intel所壟斷。


(DRAM，NAND FLASH及TFT面板被三星所掌控，台灣電腦， LCD TV，手機，及家電組裝代工體系被三星漫天叫價。


(以低價策略行銷。





(台灣電腦， LCD TV，手機，及家電組裝代工產業被品牌通路商漫天殺價。


(台灣業者殺價搶訂單。


(蘋果電腦大幅對零組件及代工廠殺價就是最典型例子。





資料來源：黃三本
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整合資源 提升研發，製程及18吋投入的能力








整合技術研發 先進製程與三星同步或領先





美日台DRAM業者以利潤中心制合併








共同投資18吋廠 領先投入18吋廠的先機








全球DRAM產業對抗


三星的策略











結合美光與Elpida共同整合技術及研發，製程與三星同步，打造台灣為美日台製造中心。








營運模式
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競爭策略





(確定營業模式的正確與可行性。





企業營業


成功的關


鍵三步曲
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資料來源：黃三本
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